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HALA IST DIE KOMPETENZ-
MARKE ZUR OPTIMIERUNG

VON WARMEMANAGEMENT
LOSUNGEN UND THER-

MISCHEN SCHNITTSTELLEN.

UNSERE MOTIVATION:

DIE PRODUKTE UNSERER

KUNDEN EFFIZIENTER UND

NACHHALTIGER ZU MACHEN.

/ PERSONLICHE BERATUNG UBER DIE
GESAMTE SUPPLY-CHAIN

/WIR SIND DER ENTWICKLUNGS-
PARTNER UND LIEFERANT DER IHRE
ANFORDERUNGEN BIS ZUM-ENDE
BIaNIN

/WIR SIND FLEXIBEL UND SCHNELL
IN DER VERARBEITUNG

/ ERFAHRUNG SEIT UBER 100 JAHREN
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TOTAL-THERMAL-MANAGEMENT

PROJEKTMANAGEMENT

Als Projektverantwortliche entwickeln und optimie-
ren wir Systemlosungen fir das thermische Mana-
gement. Und das tun wir von der Erstidee bis zum
Serienprodukt.

Das Ganze im Blick: Unser Ansatz ist die Integra-
tion aller Komponenten unter Beriicksichtigung
mechanischer, thermischer, elektronischer und
fertigungstechnischer Wechselwirkungen.

Dabei behalten wir immer |hre technischen An-
forderungen, die Qualitat und das wirtschaftliche
Optimum im Auge.

Als Entwicklungspartner und Lieferant, in lhrer
Sprache und in lhrem Land.

ENGINEERING
IDEE KONSTRUKTION

LIEFERUNG

PRODUKT MATERIAL

VERARBEITUNG

TTM steht fir Losungskompetenz, Projektmanage-
ment, Beschaffung und Lieferung.

TTM arbeitet grenziiberschreitend und global von
der Erstidee zur Serienreife.

THERMISCHE SYSTEME

Wir realisieren integrierte High End Warmemanage-
mentlosungen der nachsten Generation flr unter-
schiedliche Markte, u.a. fir die Leistungselektronik,
Automotive, Energie-, Medizintechnik, Test- und
Prifmitteltechnik, Transport, Verteidigung, Luft- und
Raumfahrt, Computer-, Kommunikationstechnologie.

Dabei integrieren wir Engineering, CAD Konstruktion,
CFD Simulation, Prototypenbau, Serienfertigung,
Test und Analyse.

HEATPIPE MODULE
Warmespreizung
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FLUIDKUHLUNG

DR. WILHELM POHL

+49 89 665 477-84
wilhelm.pohl@hala-tec.de






HEAT PIPE MODULE
HEAT PIPES & FLACHHEATPIPES [VAPOR CHAMBERS)

HALA liefert 2 Phasen Module in zwei Ausfiihrungen: rohr- Heat Pipe als Warmerohr
férmige Heat Pipes und Flachheatpipes (Vapor Chambers).

HEAT PIPES
AuBendurchmesser: Von 2,0 mm bis zu Gber 50 mm
Innenstruktur: Sinter, Netz, Nuten oder als Hybrid
(Sinter-Nut) : e
Querschnitte: Rund, rechteckig, abgeflacht
Abflachung: Bis zu 0,4 mm
Lange: Bis zu 70 mm Vapor Chamber
Geometrie: Gerade oder mehrfach gebogen
Verbindungstechnik von Heat Pipe und Assembly:
Gelotet, Press Fit, Epoxy
Heat Pipe Oberflache: Vernickelt oder zinnplatiniert HEAT PIPE FUNKTIONSWEISE

Die Ausfiihrung aller Kupfer-Wasser Heat Pipes ist robust
und temperaturzyklenfest ohne alterungsbedingtes Derating. Wand Wick  Dampfkammer
Kupfer-Wasser Heat Pipes benutzen Wasser als fluides Ar-

beitsmedium, der Betriebsbereich liegt zwischen 20 bis zu q:

150°C (und dariber).
Flachheatpipes auch Vapor Chambers (VC) genannt wirken
als Warmespreizer.

2 Phasensysteme aus Kupfer-Wasser konnen mit anderen

Komponenten zu einem Modul fir den Warmetransfer kombi-

niert werden: Heat Pipe Funktionsweise
Strangpress Kiithlkdrper
Druckguss Kiihlkorper
Fin Stack Kiihlkorper
Skive Kiihlkorper

Hochtemperatur Umgebungstemperatur Niedrigtemperatur

(@ Verdampfung des Arbeitsmediums unter Aufnahme
von Warmeenergie.
(@ Dampftransport durch das Rohr an das kiihlere Ende.
(® Kondensation des Dampfes, Aufnahme durch den Wick
Und thermisch angebunden durch: und Abgabe von Warmenergie.
Wirmeleitmaterialien (TIM) ® Rickfluss des Arbeitsmediums zum warmen Ende

DIMENSION UND LEISTUNGSBEREICH (mm)

Durch- Empfohlener Empfohlener Empfohlene Qmax (W) Heat Pipe HeatPipe HeatPipe HeatPipe Heat Pipe
messer Langenbereich Biegeradius Dicken Abgeflachte Durch- Durch- Durch- Durch- Durch-
Abflachung Dicke messer messer messer messer messer
g3mm g4mm g5mm g6émm g8mm
T=20mm 10w 15W 21TW N/A N/A
T=25mm ....... 14W .......... 17W .......... 3 2W .......... 4 6W .......... 65W ........
T=3,0mm 15W 19w 42W 56 W 75W
Gerundet 16W 20W 46 W 60W 85W

Durchmesser:3/4/5/6/6,35(")/8/9,523")/10/12 /12,7 (/")
Wanddicke des Rohres 0,9 mm/0,5mm /0,3 mm /0,2 mm
Durchmesser Toleranz +0,05 mm

Langen Toleranz +0,5 bis £1,0 mm

Dicken Toleranz +0,05 mm

Breiten Toleranz +0,10 bis +0,15 mm
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ABGEFLACHTE HEAT PIPES VAPOR CHAMBER

a. Struktur innen / geschlossen

b. mit Kupfersockel B

WARMESPREIZUNG HEAT COLUMN

WARMETRANSFER
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CFD SIMULATION
DR. BREIER CONSULTING, PARTNER VON HALA

Die Kiihlung sollte schon sehr friih in die Entwick- SIMULATION AM BEISPIEL PERSONAL COMPUTER
lung einbezogen und nicht erst am Ende ,.auch
noch” implementiert werden. Denn in der Regel sind
thermische Redesigns sehr teuer und zeitraubend,
vor allem dann, wenn sich dabei Auswirkungen

auf die Abmessungen oder das Design ergeben.

Die ,CFD Simulation“zielt auf die virtuelle Beschrei-
bung stromungsmechanischer thermodynamischer
Vorgange ab, womit sich bereits die zu erwarten-
den Fehler-Haufigkeiten bzw. die Veranderung von
Funktionseigenschaften tber der Zeit untersuchen

lassen (z.B. bei LED-Applikationen). PC Kiihlung
Stromungsverteilung
Es werden sowohl alle Verteilungen im Fluid (Druck, Temperaturverteilung Luft / Festkorper
Druckverluste, Stromungsvektoren, Durchsatz, Optimierung des CPU Kiihlkérpers
Fluid-Temperaturen) als auch in den Festkorpern Strategien zur Optimierung: z.B. Haube und Luftleitbleche
(Temperaturen, Warmeleitung, Warmequellen) mit am Eintritt als Luftfihrungen

den Warmestrémen von den Oberfldchen zum Fluid

(lokale Warmelibergangskoeffizienten), zwischen

Festkérpern (Kontaktwiderstande, Warmestrahlung) ENTWICKLUNGSPHASEN SIMULATION
sowie die Warmestrahlung zwischen Umgebung und

System (umschlieBende Wande, Sonneneinstrah- Machbar- -
Idee < ; E realisierbar?
lung) beriicksichtigt. baiiizzusian
c Entscheidungs- :

; . Entwurf . tes D t
Mit der durch unseren Partner Dr. Breier Consul- D fwer < hitfen erefes Lesign pass
ting durchgefiihrten CFD Simulation unterstitzen 2 ——
wir die Entwicklungsphasen mit der systemweiten @ lierung < > - t‘(‘(’ﬁ;i”()%i”ﬂi;‘g:jif;?”

o . Imierungs-
Analyse aller Warmetransporteffekte und ermog- E Scphr-‘tte ’ Strémungsoptimierung
lichen damit die thermische Optimierung. Und das ~  Prototyp < > kein »Oversizing«
bis hinunter zum Bauteilelevel - bevor irgendwelche 2
. . . - 2
Prototypen verfligbar sind. Weitere Effekte: Mini- = : < >

. . L Serie Probleml3sung
mierung der Time-To-Market, schnelle Upgrades (neue Funktionen  effiziente Losungen
und Ausfallanalysen. OCEID (A IR fir Kiihtprobleme

Produkt- rungen)
Update < >

TIM KOMPAKTMODELL
Beispiel Gap Filler Elastomer auf THERMAL VIAS Struktur

DR BREIER BERATUNG
: THERMISCHES MANAGEMENT

CONSULTING www.dr-breier-consulting.de
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SILIKON GAP-FILLER TGF-M-SI

weich, elastisch

TGF-M-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich

gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des Siliko-
nelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine hohe
Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei geringem
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine

natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 2,5 W/mK
Wirkung bei niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Ein- oder beidseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 460 x 480 mm (0,5 /1,0 mm Dicke)
Matte 460 x 460 mm (2,0 mm Dicke)
Matte 450 x 460 mm (> 2,5 mm Dicke)
Beidseitig haftend (TGF-MXXXX-SI)
Einseitig haftend (TGF-MXXXX-SI-A1)
Als lose Einzelteile

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat-Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-M0500-SI TGF-M1000-SI TGF-M2000-SI TGF-M3000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
........................................................................... Keramikfillung _Keramikfillung  Keramikfillung ~ Keramikfillung

Farbe Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau
D|cke ....................................... mm ...................... 05 R 1 U TR 2 0 TR 3 0 T
. Harte .................................................................. 50 ...................... 50 ...................... 50 ...................... 50 .................................................
o e G R e

RoHS Konformitat
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich - 60 bis + 180

ELEKTRISCH

- 60 bis + 180

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm/1,0mm/1,5mm/2,0mm/25mm/3,0 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Il 1 L 1 L 1 1 1 L Il L Il Il 1 L 1 L 1,5 L Il L L I 1 1 1 L 1 L L L Il L 1 L
T 10
z
S
£
¢
£ s —_
- & 05 |
0,0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-R-SI

weich, elastisch

TGF-R-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich

gute thermische Anbindungen tber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des Siliko-
nelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine hohe
Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei geringem
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine

natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK
Wirkung bei niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Ein- oder beidseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 460 x 480 mm (0,5 /1,0 mm Dicke)
Matte 460 x 460 mm (2,0 mm Dicke)
Matte 450 x 460 mm (3,0 /4,0 mm Dicke)
Matte 450 x 450 mm (5,0 mm Dicke)
Beidseitig haftend (TGF-RXXXX-SI)
Einseitig haftend (TGF-RXXXX-SI-A1)
Als lose Einzelteile

23

GAP-FILLER

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat-Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-R0500-SI TGF-R1000-SI TGF-R2000-SI TGF-R3000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
........................................................................... ienamikfillungueramikiillunggiterarnikiiillinguenamik il _——————

Farbe Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau
[ § B | 05 cocemonoooosoocomnon: 1 G 2 G 3 T
s e L ppr o e
e s R o S

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Dielektrizitatskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm/1,0mm/1,5mm/20mm/25mm/3,0mm/4,0mm/50mm

mm vs. N/ecm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

Psi Psi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
1 1 1 L L L L 1 1 1 1 1 1 1 I 1 L 115 L Il L 1 1 1 1 Il 1 1 L Il L 1 1 1 1
T 10
3
<
S
£
¢
=
g £ 05 | ——
0,0
0 10 20 20 40 50 0 0 10 20 30 40 50 60

N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-U-SI

weich, elastisch

TGF-U-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch sehr hoch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem e
sich gute thermische Anbindungen Gber grof3e Spaltmafle, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-

scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine auergewdhnlich hohe thermische Leitfahigkeit.
Durch seine Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei
geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch

seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 4,5 W/mK
Wirkung bei niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung

LIEFERFORMEN
Matte 300 x 400 mm
Beidseitig haftend
(TGF-UXXXX-SI)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen

/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-U0500-SI TGF-U1000-SI TGF-U2000-SI TGF-U3000-SI TGF-U5000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung

RoHS Konformitat
THERMISCH

Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm/1,5mm/20mm/25mm /3,0 mm /4,0 mm /50 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L 1 1 1 I 1 1 L 1 I 1 L 1 1 1 1 210 L 1 L 1 L L L L L 1 L L L 1 1 1 L
15
=z
>
S
T 10
o
o,
=
£
0.5
|
—
| 0,0
0 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60

N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-VS-SI

weich, elastisch /minimierte volatile Siloxane (LV)

TGF-VS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus LV Silikon, mit dem sich

sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-

scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Durch

seine hohe Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei /’
geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch

GAP-FILLER

seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. N
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Weich und formanpassungsfahig Matte 400 x 200 mm (<2,0 mm) Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) Matte 300 x 200 mm (22,0 mm) SMD Bauteilen
Warmeleitfahigkeit: 5,0 W/mK Beidseitig haftend Through-hole Vias
Wirkung bei niedrigem Druck (TGF-VSXXXX-SI) RDRAM Speicherbausteine
Extrem alterungs-/chemisch bestédndig Als lose Einzelteile Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
Vibrationsdampfend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen z.B. in Automotiveanwendungen
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung / Notebooks / Medizintechnik /
Beidseitig selbsthaftend Embedded-Boards
EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-VS1000-SI TGF-VS2000-SI  TGF-VS3000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung ~ Keramikfillung ~ Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 130 - 40 bis + 130 - 40 bis + 130
ELEKTRISCH
Durchschlagsf o gkelt ................................................................... e
stand >1,0x 10"

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5/ 1,0 mm /2,0 mm /3,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PS|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L | L Il L 1 L 1 L 1 | 1 L ! L 1,[] L Il L Il L 1 L 1 | ! | L 1 L 1 L
=— 1,0 mm m— 1,0 mm
2,0 mm 2,0mm
== 3,0 mm 0,8 m— 3,0 mm
H
< 06
S
£
®
= 04
E e ———
——
02 -
0,0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-XS-SI

weich, elastisch /minimierte volatile Siloxane (LV)

TGF-XS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus LV Silikon, mit dem sich
sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Durch
seine Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei /
geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch “
seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. -

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Weich und formanpassungsfahig Matte 400 x 200 mm (<2,0 mm) Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) Matte 300 x 200 mm (32,0 mm) SMD Bauteilen
Warmeleitfahigkeit: 6,0 W/mK Beidseitig haftend Through-hole Vias
Wirkung bei niedrigem Druck (TGF-XSXXXX-SI) RDRAM Speicherbausteine
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Als lose Einzelteile Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
Vibrationsdampfend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen z.B. in Automotiveanwendungen
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung / Notebooks / Medizintechnik /
Beidseitig selbsthaftend Embedded-Boards
EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-XS1000-SI TGF-XS1500-SI TGF-XS2000-SI TGF-XS3000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfiillung  Keramikfillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja

THERMISCH
‘Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke ~ °C-inch/W (mm]  0,22(0,74) 030(1,01 0360140 048183 T
‘Widerstand' @ 200 kPa @ Dicke ~ °C-inchW (mm]  0,24(0,83) 033(1,220 0410160 0560226
‘Widerstand' @ 70 kPa @ Dicke  °C-inch/W (mm]  0,27(0,91) 036(1,32) 045(1,80 0660259
Therm|scheLe|tfah|gke|t* C e | 6[] ...................... 6[] ...................... 60 ...................... 6[] .................................................
“Betriebstemperaturbereich oc T “40bis+130  -40bis+130  -40bis+130  -40bis+130 7
ELEKTRISCH
Durchschlagsfestlgkelt ................................................................... s g N ——
T R S U SRR R g T

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,75 /1,0 mm/1,5mm /2,0 mm/3,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
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SILIKON GAP-FILLER TGF-Z-SI

weich, elastisch

TGF-Z-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich gute
thermische Anbindungen tber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer Bauele-
mente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des Silikonelas-
tomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine Weich-
heit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei geringem Druck
erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine natiirliche
Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Weich und formanpassungsfahig Matte 200 x 300 mm Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 11 W/mK Beidseitig haftend SMD Bauteilen
Wirkung bei niedrigem Druck (TGF-ZXXXX-SI) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Einseitig haftend durch Talkumschicht RDRAM Speicherbausteine
Vibrationsdampfend (TGF-ZXXXX-SI-A1) Kondensatoren
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung Als lose Einzelteile z.B. in Automotiveanwendungen
Ein- oder beidseitig selbsthaftend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen / Notebooks / Medizintechnik /

Embedded-Boards

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-Z1000-SI TGF-Z1500-SI TGF-Z2000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
B g T N e i
e e i T T
Therm|scheLe|tfah|gke|t L | 110 .................... “0 .................... “0 ........................................................................
Betr|ebstemperaturbe S e e g e

ELEKTRISCH

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 1,0 mm /1,5 mm /2,0 mm
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SILIKON GAP-FILLER TGF-BXS-SI

ultraweich, elastisch

TGF-BXS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfahigkeit. Durch seine ultra
Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine
natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Die auf einer Seite optional
aufgebrachte PSA Klebeschicht sorgt fiir eine starke Klebeverbindung.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Ultra weich und formanpassungsfahig Matte 200 x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 1,2 W/mK Beiseitig selbsthaftend SMD Bauteilen
Wirkung bei minimalem Druck (TGF-BXSXXXX-SI) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Einseitig selbsthaftend, Kondensatoren
Vibrationsdampfend einseitige PSA Klebeschicht Bauelementen an Heat-Pipes
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung (TGF-BXSXXXX-SI-AT) z.B. in Automotiveanwendungen
Beidseitig haftend oder einseitig klebend Als lose Formstanzteile / Notebooks / Medizintechnik /

Kiss Cut Formteile auf Bogen Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-BXS0500-SI TGF-BXS1000-SI TGF-BXS1500-SI TGF-BXS2000-SI TGF-BXS3000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfillung — Keramikfillung ~ Keramikfillung

RoHS Konformit&t 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja Ja

THERMISCH
‘Widerstand' @ 250 kPa @ Dicke ~ °C-inch®W (mm]  0,31(0.24) 0.75(058) 1000080 1200092 19501000
‘Widerstand' @ 100 kPa @ Dicke ~ °C-inchW (mm]  0,39(0.30) 090070 450,000 1810119 25601571
‘Widerstand' @ 50 kPa @ Dicke  °C-inch/W (mm]  0,48(0.37) 030,80 1700010 2070135 2800184
e |gke|t e S | e s s s T
‘Betriebstemperaturbereich oc T -40bis+150  -4Obis+150  -40bis+150 -40bis+150 40bis+150

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Standarddicken: 0,5 mm/1,0mm/1,5mm/20mm/25mm/3,0mm/3,5mm/40mm/45mm/50/..12mm
mm vs. N/cm? [PSI) / Rth vs. N/ecm?* [PSI)

PSI PSI
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
L 1 L 1 L | | | 1 ! L 4'0 1 L L Il 1 1 Il
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SILIKON GAP-FILLER TGF-HUS-SI

extrem weich, elastisch

TGF-HUS-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des Sili-
konelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfahigkeit. Durch seine extre-
me Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr
geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch &
seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. '

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Extrem weich und formanpassungsfahig Matte 300 x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 1,8 W/mK Beidseitig haftend SMD Bauteilen
Wirkung bei sehr niedrigem Druck (TGF-HUSXXXXX-SI) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Als lose Einzelteile Kondensatoren
Vibrationsdampfend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen Bauelementen an Heat Pipes
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung z.B. in Automotiveanwendungen
Beidseitig selbsthaftend / Notebooks / Medizintechnik /

Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-HUS0500-SI TGF-HUS1000-SI TGF-HUS2000-SI TGF-HUS3000-SI TGF-HUS5000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung ~ Keramikfillung ~ Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja Ja
THERMISCH

Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Durchschlagsfeshgkelt ............... kV/mm ................ g T R T R T R TR
Durchgangswiderstand Ohm - cm 8,056 x 10% 8,056 x 10" 8,056 x 10" 8,056 x 10" 8,056 x 10"
Dielektrizitdtskonstante @ 1kHz 5,6 56 56 56 5,6

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm/1,5mm/20mm/25mm/3,0mm/40mm/50mm/10,0 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

6,0

40

Rth [°C-inch?/W]

2,0 -

0,0

N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-JUS-SI

extrem weich, elastisch

TGF-JUS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich

gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer

Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des Sili-

konelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfahigkeit. Durch seine extre-

me Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr /
geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch

seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. N
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Extrem weich und formanpassungsfahig Matte 480 x 460 mm (1,0 mm Dicke) Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK Matte 460 x 460 mm (2,0 mm Dicke) SMD Bauteilen
Wirkung bei sehr niedrigem Druck Matte 450 x 460 mm (22,5 mm Dicke) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Beidseitig haftend (TGF-JUSXXXX-SI] Kondensatoren
Vibrationsdampfend Einseitig haftend (TGF-JUSXXXX-SI-A1) Bauelementen an Heat Pipes
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung Als lose Einzelteile z.B. in Automotiveanwendungen
Ein- oder beidseitig selbsthaftend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen / Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer
EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-JUS0500-SI TGF-JUS1000-SI TGF-JUS2000-SI TGF-JUS3000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
........................................................................... Keramikfiliungieramikiillung ke mikiullung e @ mik ULl N E——
Farbe Grau Grau Grau Grau
T & e SE S g T
e (e SRR & s o o e
e [T ¢ Jo o R
e | S N R o s R
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 60 bis + 180 - 60 bis + 180 - 60 bis + 180 - 60 bis + 180
ELEKTRISCH

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm/1,5mm/20mm/25mm/3,0mm/3,5mm/40mm/45mm/50mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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SILIKON GAP-FILLER TGF-JXS-SI

ultra weich, elastisch / minimierte volatile Siloxane (LV)

TGF-JXS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus LV Silikon, mit dem
sich gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafle, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni- o
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des i
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine ultra
Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine
natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch einen einseitig aufge-

brachten warmeleitenden Film ist das Material einseitig nicht haftend.

EIGENSCHAFTEN
Ultra weich und formanpassungsfahig
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
Keine Lackabweisung
Waérmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK
Wirkung bei minimalem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Einseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 210 x 420 mm (0,5 - 3,0 mm Dicke)
Matte 210 x 350 mm (3,5 - 6,0 mm Dicke)
Einseitig haftend durch Filmlaminat
(TGF-JXSXXXX-SI-A1)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

=7 |

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
RDRAM Speicherbausteine
Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Embedded-Boards

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-JXS0500- TGF-JXS1000- TGF-JXS2000- TGF-JXS3000- TGF-JXS5000-
SI-A1 SI-A1 SI-A1 SI-A1 SI-A1

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung

+0,20

0,5 -010

+0,20

1,0 -0

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja Ja

THERMISCH

‘Widerstand? @ 400 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 059 (0.41) 1030075 1570125 190 (146) 2260181
‘Widerstand? @ 200 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 064 (0.45) 116(086) 1850155 23301.87 2980252
‘Widerstand? @ 70 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 074 (049) 132(096) 2270182 2960231 3890332
Therm|scheLe|tfah|gke|t Cralay | 20 ...................... 20 ..................... 20 ..................... 20 ..................... 20 .......................
‘Betriebstemperaturbereich oc T ~40bis+200  -40bis+200  -40bis+200  -40bis+200  -40bis+200
ELEKTRISCH

Durchsch[agsfest|gke|t .......................................... B s

i 10“010

Priifmethode in Anlehnung an: ' P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, “ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm /1,0mm/2,0mm/25mm/3,0mm/40mm/50mm/6,0mm/70mm
mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L 1 L L L Il L 1 L 1 1 1 1 1 L L L 8'0 L 1 1 1 L L L L L L L 1 L 1 1 1 L
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GAP-FILLER
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SILIKON GAP-FILLER TGF-MXS-SI

ultra weich, mit oder ohne Glasfaserverstarkung

TGF-MXS-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch Lleitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine ultra
Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine

natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Die auf einer Seite optional auf-
gebrachte glasfaserverstarkte und thermisch leitfahige Silikonfolie sorgt fiir eine erhdhte mechanische

Stabilitat und Festigkeit.

EIGENSCHAFTEN
Ultra weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 2,4 W/mK
Wirkung bei minimalem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Ein- oder beidseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 200 x 400 mm
Beidseitig haftend
(TGF-MXSXXXX-SI)
Einseitig haftend durch Glasfaser-
laminat (TGF-MXSXXXX-SI-GF)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-MXS0500-SI TGF-MXS1000-SI TGF-MXS2000-SI TGF-MXS3000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
........................................................................... enamikfiillungieramikiiillingjlKenamikiilin g Rie ia ik il ng R

Farbe Grau (/ Rot- Grau [/ Rot- Grau [/ Rot- Grau [/ Rot-
........................................................................... CaminatlSiEaminat S Eamina S Cam n ot

Optionale Verstarkung Glasfaser- Glasfaser- Glasfaser- Glasfaser-

(TGF-MXSXXXX-SI-GF) laminat laminat laminat laminat

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja

THERMISCH
‘Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke ~ °C-inch/W (mm]  0,44(0.25) 1000045 149086 2050150 7
‘Widerstand' @ 200 kPa @ Dicke ~ °C-inch/W (mm]  0,53(032) 115063 179018 25001730
‘Widerstand' @ 70 kPa @ Dicke  °C-inch/W (mm]  0,63(0.40) 1260075 20301400 27702080
o Le|tfah|gke|t ............. i | e e e ]
Betrlebstemperaturberelch ......... . | T T g AT e

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm /1,0 mm /2,0 mm /3,0 mm /4,0 mm /5,0 mm /... /10,0 mm. Andere Dicken auf Anfrage
mm vs. N/cm® (PSI) / Rth vs. N/cm” (PSI)

PSI
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SILIKON GAP-FILLER TGF-LSS-SI

sehr weich, elastisch

TGF-LSS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich f &=
sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni- & =
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des i E.
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine I]‘ &
auBerordentliche Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt // l ©

schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand

minimiert. Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch -

ein Glasfaserinlay oder ein glasfaserverstarktes Filmlaminat oder durch ein PI-Filmlaminat kann das

Material mechanisch verstarkt werden.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Auferordentlich weich und Matte 200 x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
formanpassungsfahig Beidseitig selbsthaftend (TGF-LSSXXXX-SI) SMD Bauteilen
Warmeleitfahigkeit: 2,5 W/mK Mit Glasfaserinlay Through-hole Vias
Wirkung bei sehr niedrigem Druck  (TGF-LSSXXXX-SI-GF) RDRAM Speicherbausteine
Extrem alterungs-/chemisch Mit Filmlaminat glasfaserverstarkt Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
bestandig (TGF-LSSXXXX-SI-LGF) z.B. in Automotiveanwendungen /
Vibrationsdampfend Mit PI-Filmlaminat (TGF-LSSXXXX-SI-LPI]  Notebooks / Medizintechnik / Embedded-
Leichte Vormontage durch Als lose Einzelteile Boards /Grafikkarten / Speicher-
Selbsthaftung Als Kiss Cut Formteile auf Bogen module / LED-Licht / LCD und Plasma TV
Beidseitig selbsthaftend

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-LSS0500-SI TGF-LSS1000-SI TGF-LSS2000-SI TGF-LSS3000-SI TGF-LSS4000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit

........................................................................... KenamikfillungligKeramikillungBKeramikfillng ke ramikfullunglKeramikillung

Farbe Hellbeige Hellbeige Hellbeige Hellbeige Hellbeige

B & . 1 SRR S g S T T

Harte Shore 00 34 34 34 34 34

Entflammbarkeit UL 94 VO VO VO VO VO

RoHS Konformitét 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja Ja

THERMISCH

‘Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) ~ 0,32(0,39) 0400054 054071 065090 075000

Widerstand' @ 200 kPa @ Dicke °C-inch?/W (mm) 0,35(0,43) 0,46 (0,65) 0,75 (1,09) 0,96 (1,46) 1,11 (1,67

Widerstand' @ 70 kPa @ Dicke °C-inch?W (mm) 0,39 (0,47) 0,55(0,77) 0,90 (1,35) 1,22 (1,93) 1,44 (2,30)

e TR & g e e e e

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 170 - 50 bis + 170 - 50 bis + 170 - 50 bis + 170 - 50 bis +170

ELEKTRISCH

Er e 1 E S e g g g S —

Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,0x 10" 1,0x 10" 1,0x 10" 1,0x 10" 1,0x 10"

Dielektrizitatskonstante @1 MHz 53 53 53 53 53

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,15 mm /0,5 mm /1,0 mm/20mm/3,0mm/4,0mm/50mm/.../ 10,0 mm

mm vs. N/cm® (PSI) / Rth vs. N/cm” (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L 1 1 1 L Il L 1 1 1 L L L 1 1 1 L 2‘0 n 1 n 1 L 1 n 1 I Il L 1 1 1 L L
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SILIKON GAP-FILLER TGF-MUS-SI

extrem weich, elastisch

TGF-MUS-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine
extreme Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei
sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert.
Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Extrem weich und formanpassungsfahig Matte 480 x 460 mm (1,0 mm Dicke) Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 2,5 W/mK Matte 460 x 460 mm (2,0 mm Dicke) SMD Bauteilen
Wirkung bei sehr niedrigem Druck Matte 450 x 460 mm (3,0 mm Dicke) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Beidseitig haftend (TGF-MUSXXXX-SI) Kondensatoren
Vibrationsdampfend Einseitig haftend (TGF-MUSXXXX-SI-A1) Bauelementen an Heat Pipes
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung Als lose Einzelteile z.B. in Automotiveanwendungen
Ein- oder beidseitig selbsthaftend Als Kiss Cut Formteile auf Bogen / Notebooks / Medizintechnik /

Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-MUS1000-SI TGF-MUS2000-SI TGF-MUS3000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung Keramikfillung Keramikfillung

. Entf[amm barke|t ...................................................................................................................................................................................

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 60 bis + 180 - 60 bis + 180 - 60 bis + 180
ELEKTRISCH

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 1,0mm /1,5 mm/2,0mm/25mm/3,0mm /4,0 mm /50 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
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SILIKON GAP-FILLER TGF-RSS-SI

sehr weich, elastisch

TGF-RSS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine
auBerordentliche Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt
schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand
minimiert. Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch
ein Glasfaserinlay oder ein glasfaserverstarktes Filmlaminat oder durch ein PI-Filmlaminat kann das
Material mechanisch verstarkt werden.

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Auferordentlich weich und Matte 200 x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
formanpassungsfahig Beidseitig selbsthaftend (TGF-RSSXXXX-SI) + SMD Bauteilen
Warmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK Mit Glasfasermesh Inlay Through-hole Vias
Wirkung bei sehr niedrigem Druck  (TGF-RSSXXXX-SI-GF) RDRAM Speicherbausteine
Extrem alterungs-/chemisch Mit Filmlaminat glasfaserverstarkt Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
bestandig (TGF-RSSXXXX-SI-LGF) z.B. in Automotiveanwendungen / Note-
Vibrationsdampfend Mit Pl-Filmlaminat (TGF-RSSXXXX-SI-LPI]  books / Medizintechnik / Embedded-
Leichte Vormontage durch Als lose Einzelteile Boards /Grafikkarten / Speicher-
Selbsthaftung Als Kiss Cut Formteile auf Bogen module / LED-Licht / LCD und Plasma TV

Beidseitig selbsthaftend

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-RSS0500-SI TGF-RSS1000-SI TGF-RSS2000-SI TGF-RSS3000-SI TGF-RSS4000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
IS W———— KeramikfullungliiKeramikfillungilKeramikfiillung B KeramikfdllungfiiKeramikfdllungiy
Farbe Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau Hellblau
[ i [.);.5”*.“:‘;5. ................ 1”,6.*.“:1.‘5 ................ é',b":'u',ié ................ :'3.'6'1'0..50' ................ l.;.,b“*.“.v;“. ...............
! Ha rte ....................................... S ; ore 00 ................ 43 ...................... 43 ...................... 43 ...................... 43 ...................... 43 .....................
Entfl amm barke|t ....................... UL 94 .................... V 0 ...................... VD ...................... VD ...................... VU ...................... VU .....................
RoHSKonform|tat ...................... 2015/863/EU ........ J .a ....................... Ja ...................... Ja ...................... Ja ...................... Ja .....................
THERMISCH
‘Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 0,25 (0,41) 0310052 0440073) 0540093 0740133
‘Widerstand' @200 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 0,27 (0,44) 0370067 059(1,10) 0750144 0950189
‘Widerstand' @ 70 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 0,30 (0,48) 0450081 075(1.48) 0991208 125(2,74)
o |gke|t e - /mK ................... SRR TR TR TR T
‘Betriebstemperaturbereich ¢ “50bis+ 170 -50bis+170  -50bis+170  -50bis+170  -50bis+170
ELEKTRISCH
Durchschlagsf est | gke|t ............... kV/mm ................. >70 ..................... >70 .................... >70 .................... >70 .................... >7U ...................
Durchgangsw|der5tand ............... Ohm- Cm .............. 10“ .0.1.3 .............. 10)(1 .0.1.3 .............. 10)(1013 ............. 10)(1013 ............. 10)(10” ............
D|electr|c Constant .................... (a 1 MHz ................ 56 ..................... 56 ..................... 56 ..................... 56 ..................... 56 ....................

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,75 mm /0,5mm/1,0mm/2,0mm/3,0mm/4,0mm/50mm/.../ 10,0 mm
mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TGF-TSS-SI

sehr weich, elastisch

TGF-TSS-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des Siliko-
nelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine
auBerordentliche Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt
schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand
minimiert. Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Extrem weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 3,2 W/mK
Wirkung bei sehr niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung

LIEFERFORMEN
Matte 300 x 400 mm
Beidseitig haftend
(TGF-TSSXXXX-SI)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen

/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-TSS0500-SI TGF-TSS1000-SI TGF-TSS2000-SI TGF-TSS3000-SI TGF-TSS5000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfillung — Keramikfillung ~ Keramikfillung

RoHS Konformitat
THERMISCH

Widerstand' @ 400 kPa @ Dicke

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm/1,5mm/20mm/25mm /3,0 mm /4,0 mm /50 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TGF-USS-SI

sehr weich, elastisch /minimierte volatile Siloxane (LV)

TGF-USS-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus LV Silikon, mit dem sich
sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine
ultra Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei mini-
malem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch

=

seine natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch einen einseitig

aufgebrachten warmeleitenden Film ist das Material einseitig nicht haftend.

LIEFERFORMEN
Matte 210 x 420 mm (0,5 - 3,0 mm Dicke)
Einseitig haftend durch Filmlaminat
(TGF-USSXXXX-SI-A1)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

EIGENSCHAFTEN
Ultra weich und formanpassungsfahig
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
Keine Lackabweisung
Waérmeleitfahigkeit: 3,3 W/mK
Wirkung bei minimalem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
RDRAM Speicherbausteine
Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

Leichte Vormontage durch Selbsthaftung Embedded-Boards
Einseitig selbsthaftend
EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-USS0500- TGF-USS1000- TGF-USS2000- TGF-USS3000-
SI-A1 SI-A1 SI-A1 SI-A1
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfiullung  Keramikfillung
R e Dunkelgrau/ ........ Dunkelgrau/ ........ Dunkelgrau/ ........ Dunkelgrau/ ...................................
Grau Grau Grau Grau
e B | 05tg123 ................ 10tg123 ................ é"'o'!u'.iu' ................ é:.onz'ﬂ..iu' ...........................................
i e Jp Jp o e
o ung [LA e l* ................................. RN e s s
[ [Aqu|val ent] ....... [ & o o o e
e ¥ 2015/863/EU ........ S e e e

THERMISCH

Thermische Leitfahigkeit’

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Testmethode: ' P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, * ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm /2,0 mm /3,0 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L I L I L | L | L | L | L I L I L 2,0 L L L L L L L L L L L L L L L L
——05mm = 0,5mm
—1,0mm — 1,0 mm
2,0 mm 2,0 mm
=—— 3,0 mm 1,5 ——3,0mm
]
P
=
]
S 10
e
=
&
05 —
0,0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
N/cm? N/cm?

37

GAP-FILLER




38

mm

2,0

05

0,0

SILIKON GAP-FILLER TGF-WSS-SI

sehr weich, elastisch

TGF-WSS-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
sehr gute thermische Anbindungen ber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektroni-
scher Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Durch
seine hohe Weichheit und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei
sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Sehr weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 5,5 W/mK
Wirkung bei sehr niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Ein- oder beidseitig selbsthaftend

EIGENSCHAFT EINHEIT

LIEFERFORMEN
Matte 460 x 100 mm
Beidseitig haftend
(TGF-WSSXXXX-SI)
Einseitig haftend
(TGF-WSSXXXX-SI-A1)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

TGF-WSS0500-SI TGF-WSS1000-SI

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
RDRAM Speicherbausteine
Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Embedded-Boards

TGF-WSS2000-SI

MATERIAL

Silikon mit

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit

Keramikfillung Keramikfiillung

Betriebstemperaturbereich °C - 60 bis + 180 - 60 bis + 180 - 60 bis + 180
ELEKTRISCH

Durchschlagsfesngken ............... TR ) s O AR 71—
Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,0x 10" 1,0x 10" 1,0x 10"

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm /1,0 mm /2,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TGF-DXS-SI-GF

ultra weich, mit Glasfaserverstarkung

TGF-DXS-SI-GF ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer Bau-
elemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des Silikonelas-
tomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfahigkeit. Durch seine ultra Weichheit und
Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem Druck erreicht.
Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine natirliche Haftfahig-
keit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Die auf einer Seite aufgebrachte glasfaserverstarkte
und thermisch leitfahige Silikonfolie sorgt fir eine erhohte mechanische Stabilitat und Festigkeit.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN
Ultra weich und formanpassungsfahig Matte 200 x 400 mm
Warmeleitfahigkeit: 1,3 W/mK Einseitig haftend durch Glasfaser- SMD Bauteilen
Wirkung bei minimalem Druck laminat (TGF-DXSXXXX-SI-GF) Through-hole Vias
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Als lose Einzelteile Kondensatoren
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Einseitig selbsthaftend

Industriecomputer

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-DXS1000- TGF-DXS2000- TGF-DXS3000- TGF-DXS5000-
SI-GF SI-GF SI-GF SI-GF

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfillung

Glasfaser-
lamina

Glasfaser-
laminat

RoHS Konformitat

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Durchschlagsf - gke|t ............... kv/mm ................. R R R J R ——
Durchgangswiderstand Ohm - cm 6,2x 10" 6,2x 10" 6,2x 10" 6,2x 10"
Dielektrizitatskonstante @1 MHz 5,27 5,27 5,27 5,27

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm /1,0 mm/2,0mm/3,0mm/4,0mm/50mm/6,0mm/7,0mm/80mm/90mm/ 10,0 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TGF-EXS-SI-GF

sehr weich, mit Glasfaserverstarkung

TGF-EXS-SI-GF ist ein elektrisch isolierender, thermisch Lleitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich

gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer Bau-
elemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fiillung des Silikonelas-
tomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfahigkeit. Durch seine extreme Weichheit

und Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei minimalem Druck erreicht. / !

Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine natirliche Haftfahig-

keit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren. Die auf einer Seite aufgebrachte glasfaserverstarkte
und thermisch Lleitfahige Silikonfolie sorgt fiir eine erhohte mechanische Stabilitat und Festigkeit.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN

Extrem weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 1,4 W/mK

Wirkung bei geringstem Druck

Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend

Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Einseitig selbsthaftend

Matte 300 x 400 mm
Einseitig haftend durch Glasfaser- SMD Bauteilen

laminat (TGF-EXSXXXX-SI-GF) Through-hole Vias
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.

Kondensatoren

Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-EXS0500- TGF-EXS1000- TGF-EXS2000- TGF-EXS3000- TGF-EXS5000-
SI-GF SI-GF SI-GF SI-GF SI-GF

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung ~ Keramikfillung ~ Keramikfiillung ~ Keramikfiillung ~ Keramikfillung

Rotbraun / Rotbraun / Rotbraun /

RoHS Konformitét 2015/863/EU Ja Ja Ja Ja Ja
THERMISCH
‘Widerstand' @ 250 kPa @ Dicke  °C-inch’/W (mm) 0,76 (0,46] 1260088 173030 2140168 273217
Widerstand' @ 100 kPa @ Dicke °C-inch?/W (mm) 0,85 (0,47) 1,44.(0,92) 2,07 (1,50) 2,63 (2,03) 3,58 (2,72)
Widerstand' @ 50 kPa @ Dicke °C-inch?/W (mm) 0,89 (0,48) 1,54 (0,95) 2,31(1,58) 3,00 (2,20) 4,08 (3,006)
Therm|scheLe|tfah|gke|t‘ [ s 14 ...................... 14 ...................... 14 ...................... 14 ...................... 14 .....................
Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 180 - 40 bis + 180 - 40 bis + 180 - 40 bis + 180 - 40 bis + 180
ELEKTRISCH
e gsfest | gke T el s g e e Fe——

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5mm/1,0mm/1,5mm/2,0mm /3,0 mm/4,0mm/50mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TGF-YP-SI

plastisch

TGF-YP-Slist ein elektrisch isolierender, thermisch extrem leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem
sich sehr gute thermische Anbindungen tber grof3e Spaltmafle, z.B. durch Hohenunterschiede elektro-
nischer Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine auBerordentlich hohe thermische Leitfahigkeit.
Durch seine Weichheit und plastische Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt
schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand
minimiert. Durch seine natiirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Plastisch als Putty
Weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 7,0 W/mK
Wirkung bei sehr niedrigem Druck
Extrem alterungs-/chemisch bestédndig
Beidseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 460 x 100 mm
Beidseitig haftend
(TGF-YPXXXX-SI)
Als lose Einzelteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

41

GAP-FILLER

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
Kondensatoren
Bauelementen an Heat-Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen

/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-YP1000-SI TGF-YP2000-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit
........................................................................... Keramikfillung ~Keramikflung
Farbe Grau Grau
. D|c ke ....................................... mm ...................... 1 U g 2 6;6:2.‘] ..............................................................................................
Harte .................................................................. 55 ...................... 55 ...................................................................................................
Entflammbarke|t [Aqu|val ent] .................................. V 0 ...................... VU ...................................................................................................

RoHS Konformitat
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C

ELEKTRISCH

Durchgangswiderstand

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 1,0 mm /2,0 mm /3,0 mm

mm vs. N/cm?® (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
n 1 L 1 L ! L L L Il I Il n 1 L L L 1'0 L 1 1 | L | L Il L Il L 1 L 1 L
= 1,0mm = 1,0mm
2,0 mm 2,0 mm
0,8
E 0,6
£
o
= 04
<
&
0,2 -
0,0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

N/cm? N/cm?
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SILIKON GAP-FILLER TGF-ZP-SI

plastisch

TGF-ZP-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich gute
thermische Anbindungen tber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer Bauele-
mente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Fillung des Silikonelas-
tomers mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine extreme
Weichheit und plastische Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt fast ohne
Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Durch seine
natirliche Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Plastisch als Putty Matte 200 x 300 mm Thermische Anbindung von z.B.
Extrem weich und formanpassungsfahig Beidseitig haftend SMD Bauteilen
Warmeleitfahigkeit: 11 W/mK (TGF-ZPXXXX-SI) Through-hole Vias
Fast drucklose Wirkung Als lose Einzelteile RDRAM Speicherbausteine
Fir minimale Spaltgrofien Als Kiss Cut Formteile auf Bogen Kondensatoren
Extrem alterungs-/chemisch bestandig z.B. in Automotiveanwendungen
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung / Notebooks / Medizintechnik /

Embedded-Boards

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-ZP1500-SI TGF-ZP2000-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung  Keramikfillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C 50bis+ 180 - 50 bis + 180
ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 1,5 mm /2,0 mm
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SILIKON GAP-FILLER /PUTTY TGL-W-SI

dispensierbar

TGL-W-Sl ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger, hochviskoser und dispensierbarer /

Form-in-Place Gap-Filler mit dem sich gute thermische Anbindungen Gber grof3e Spaltmafie, z.B. durch

Héhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder grofie Toleranzen, erreichen lassen. Der fertige

Compound erfordert keinen zusatzlichen Ausharteprozess. Durch die Formulierung und Fiillung des ll'f :

Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Bei Aufbringung des / I' H -
N

GAP-FILLER

]

dispensierbaren, viskoplastischen Materials wird ein optimaler thermischer Kontakt ohne Druckauf- X
bringung erzielt. Durch seinen Einsatz wird der thermische Gesamtibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Dispensierbar Kartuschen 30 ml Thermische Anbindung von z.B.
Fast drucklose Aufbringung durch Tube 250 g SMD Bauteilen
Viskoplastizitat Behalter 2 kg Through-hole Vias
Waérmeleitfahigkeit: 5,5 W/mK Auf Anfrage RDRAM Speicherbausteine
Ausgehartet, kein zusatzlicher Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
Ausharteprozess z.B. in Automotiveanwendungen

/ Notebooks / Medizintechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGL-W-SI

MATERIAL Keramik gefillter
Silikoncompound

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja
THERMISCH
el
Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 150
ELEKTRISCH
Durchschlagsf o gke|t ............... kv/mm ................. 1
Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,0x 10"

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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Rth [°C-inchz/W]

40

3,0

2,0

0,0

2K SILIKON GAP-FILLER TDG-L-SI-2C-Y

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place

TDG-L-SI-2C-Y ist ein dispensierbarer, mit warmeleitenden Fiillstoffen formulierter, temperaturbestan- /
diger 2-Komponenten Gap Filler auf LV Silikonbasis. Nach der Aushartung bleibt das System zahelas- :
tisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften aus. Das : M‘\
Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht planaren L,
Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte Aushar- d
tung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflachen, wodurch sich zusatzlich ein guter thermischer Kontakt l
ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lasst sich das Material vorteilhaft in Umge-
bungen einsetzen, wo Silikon und Lackabweisung kritisch sind. . ~
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Dispensierbares zweikomponentiges Silikon Optional in blauer Farbe: Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) TDG-L-SI-2C Induktivitaten
Keine Lackabweisung Kartuschen 2 x 25 ml/2x 100 ml/ Kapazitaten
Waérmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK 2x200ml/2x 600 ml Heat Pipes
Zahelastisch nach Aushartung Eimer 2 x 25 kg / 2 x 35 kg BGA
Minimale Spannungen auf Bauelemente Auf Anfrage z.B. in Automotiveanwendungen
Warme beschleunigte Aushartung / Notebooks / Medizintechnik /
Vibrationsdampfend Industriecomputer
EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE
MATERIAL Silikon Silikon

9
Gew. oder Vol.

Shore 00 52 52
Pas 260 260

Viskositat ([gemischt) Pas 260 260

o s

Topfzeit @ 25 °C und 65 % RH Minuten > 120 > 120

s e

Aushértezeit @ 25°C /100 °C <15h/15-30 min <15 h/15-30 min

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 6 6

ungeoffnet @ < 35 °C)

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja
TECHNISCH

Priifmethode in Anlehnung an: 'ASTM E 595,2P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, *ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

d[mm]
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2K SILIKON GAP-FILLER TDG-T-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place

TDG-T-SI-2C ist ein dispensierbarer, mit warmeleitenden Fiillstoffen formulierter, temperaturbestan-
diger 2-Komponenten Gap Filler auf LV Silikonbasis. Nach der Aushartung bleibt das System zahe-
lastisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften
aus. Das Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht

GAP-FILLER

planaren Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte 3
Aushartung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflachen, wodurch sich zusatzlich ein guter thermischer I .
Kontakt ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lasst sich das Material vorteilhaft
in Umgebungen einsetzen, wo Silikon und Lackabweisung kritisch sind. e
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Dispensierbares zweikomponentiges Silikon Kartuschen2x 25 ml/2x100 ml/ Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) 2x200 ml/2x600ml Induktivitaten
Keine Lackabweisung Eimer 2x 25 kg /2 x 35 kg Kapazitaten
Waérmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK Auf Anfrage Heat Pipes
Zahelastisch nach Aushartung BGA
Minimale Spannungen auf Bauelemente z.B. in Automotiveanwendungen
Warme beschleunigte Aushartung / Notebooks / Medizintechnik /
Vibrationsdampfend Industriecomputer
EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE
MATERIAL Silikon Silikon
[0ttt Attt 5ttt
e e [

Mischungsverhaltnis

Harte Shore 00 55 55)
V|skos|tat[Brookf|eld o 1Urpm25°c] ..... e S e
V|5k05|tat[gem|scht] ............................. B S R
o e
Topfzeit @ 25 °C und 65 % RH Minuten > 120 > 120

(Zeit bis doppelte Viskositat)

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 6 6

e ot N N
Ausgasung’ TML/CVCM/WVR %  0,07/0,02/0,02 0,07/0,02/0,02

e kabwelsung[LABS]z ................................................ e e

[ S | TiE A & GO e

o 2015/863/EU ........... S e
TECHNISCH

Thermische Leitfahigkeits ——— | 3 S
Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 150 - 50 bis + 150

, Durchschlagsfe st|g P kV/mm ...................... T T

, Durchgangsmderst R P BT IR e

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM E 595,2P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, *ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Rth [°C-inch?/W]

3,0

2,0

0,0

d[mm]



2K SILIKON GAP-FILLER TDG-U-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place

TDG-U-SI-2C ist ein dispensierbarer, mit warmeleitenden Fillstoffen formulierter, temperaturbe-
standiger 2-Komponenten Gap Filler auf LV Silikonbasis. Nach der Aushartung bleibt das System
zahelastisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften
aus. Das Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht

planaren Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte ol

Aushartung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflachen, wodurch sich zusatzlich ein guter thermischer l

Kontakt ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lasst sich das Material vorteilhaft

in Umgebungen einsetzen, wo Silikon und Lackabweisung kritisch sind. . o

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Dispensierbares zweikomponentiges Silikon Kartuschen 2x25ml/2x100 ml/ Thermische Anbindung von z.B.

Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) 2x 200 ml/2x600ml Induktivitaten
Keine Lackabweisung Eimer 2x 25 kg /2 x 35 kg Kapazitaten
Waérmeleitfahigkeit: 3,6 W/mK Auf Anfrage Heat Pipes
Zahelastisch nach Aushartung BGA
Minimale Spannungen auf Bauelemente z.B. in Automotiveanwendungen
Warme beschleunigte Aushartung / Notebooks / Medizintechnik /
Vibrationsdampfend Industriecomputer
EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE
MATERIAL Silikon Silikon
0ttt 0ttt
Dichte @ 25 °C (gemischt) g/cm®

Mischungsverhaltnis

Harte Shore 00 38 38
B [ | e eeReeeeseRe R ——
e e | s e L
IO el 1 D, 20 ) e et
Topfzeit @ 25 °C und 65 % RH Minuten > 100 > 100
B DS dOpp el VIS KOS ) ettt
Aushartezeit @ 25°C /100 °C <15 h /15-30 min <15 h / 15-30 min
T T & S mTreeEeE e e
NGOt 8 < 30 ] e ettt
Ausgasung' TML /CVCM /WVR % 0,07/0,02/0,04 0,07 /0,02 /0,04
e R e F s erameeeeReRee e
i s i e eeeeeeReReeE R
L i J—eneeneReRee e eeeeeeeeeRRRE
TECHNISCH
e — RS T— T ——
e | R S eeeeeReRRRReY e eeeeReRReRRRRRRRRRR
Ee e e s S —— R ReReReeeeeeReRReRRRR
e | e B — e ReReRReeeRRRRRRRR

Priifmethode in Anlehnung an: 'ASTM E 595,2P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Rth [°C-inch?/W]

3,0

2,0

0,0

d(mm)
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2K SILIKON GAP-FILLER TDG-W-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / minimierte volatile Siloxane (LV) / Form-in-Place

TDG-W-SI-2C ist ein dispensierbarer, mit warmeleitenden Fillstoffen formulierter, temperaturbe-
standiger 2-Komponenten Gap Filler auf LV Silikonbasis. Nach der Aushartung bleibt das System
zahelastisch. Der Gap Filler zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften
aus. Das Material eignet sich zum Ausgleich von extremen Toleranzen und Spalten vor allem bei nicht
planaren Aufbauten. Sein thixotropisches Verhalten erlaubt eine genaue Positionierung und platzierte
Aushartung. Das Elastomer haftet leicht an Oberflachen, wodurch sich zusatzlich ein guter thermischer ]
Kontakt ergibt. Dadurch, dass der volatile Siloxananteil minimal ist, lasst sich das Material vorteilhaft

in Umgebungen einsetzen, wo Silikon und Lackabweisung kritisch sind.

GAP-FILLER

Rth [°C-inchz/W]

2,0

0,5 |

0,0

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Dispensierbares zweikomponentiges Silikon Kartuschen2x 25 ml/2x100 ml/ Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) 2x200 ml/2x600ml Induktivitaten
Keine Lackabweisung Eimer 2 x 25 kg Kapazitaten
Waérmeleitfahigkeit: 4,5 W/mK Auf Anfrage Heat Pipes
Zahelastisch nach Aushartung BGA
Minimale Spannungen auf Bauelemente z.B. in Automotiveanwendungen
Warme beschleunigte Aushartung / Notebooks / Medizintechnik /
Vibrationsdampfend Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE
MATERIAL Silikon Silikon

[0ttt 1400ttt

e e [

[ e e

e & S Jr e

o . | S e

(Brookfield @ 10 rpm, 25 °C)
[ e S | g e

(Brookfield @ 10 rpm, 25 °C))

opfzeit @ 25 °C und 65 % RH

Aushartezeit @ 25°C/ 100 °C
(Zeit bis doppelte Viskositat)

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 6 [
ol I
Keine Lackabweisung (LABS)' Ja Ja
[ e B ¥ el G L
o 2015/863/EU ........ S L
TECHNISCH
s |gke|t [ . /mK ................... 45 ....................................... 4 it
Betr|ebstemperaturbere|ch ......... . o L
Durchschlagsf S gke|t ............... kV/mm .................. T R L
Durchgangsmderstand ............... P e L

Priifmethode in Anlehnung an: ' P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, “ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.

Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

d[mm]
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SILIKONFREIER GAP-FILLER TGF-GUS-NS

ausscheidungsfrei, extrem elastisches TPE

TGF-GUS-NS ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfahiger, silikonfreier Gap-Filler, mit dem sich
gute thermische Anbindungen Uber grof3e Spaltmafe, z.B. durch Hohenunterschiede elektronischer
Bauelemente oder grof3e Toleranzen, erreichen lassen. Das TPE Polymer enthalt keine flichtigen Silo-
xane, die bei Silikonelastomeren freigesetzt werden. Durch die Formulierung und Fillung des Materials
mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfahigkeit. Durch seine extreme Weichheit und
Formanpassungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr geringem Druck

erreicht. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird dadurch minimiert. Durch seine natiirliche
Haftfahigkeit lasst sich das Material sehr gut vorapplizieren.

EIGENSCHAFTEN
Silikonfreies TPE
Extrem weich und formanpassungsfahig
Warmeleitfahigkeit: 1,5 W/mK
Wirkung bei sehr niedrigem Druck
Vibrationsdampfend
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
Beidseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN
Matte 300 x 200 mm
Beidseitig haftend
(TGF-GUSXXXX-NS])
Als lose Formstanzteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
SMD Bauteilen
Through-hole Vias
RDRAM Speicherbausteine
Bauelementen an Heat Pipes
z.B. in Automotiveanwendungen
/ Notebooks / Medizintechnik /

Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-GUS0500-NS TGF-GUS1000-NS TGF-GUS2000-NS

MATERIAL Silikonfreies TPE Silikonfreies TPE Silikonfreies TPE
........................................................................... mitdHe ramikfiLu R 0 1 €1 i 1L UG o NS 1 1E 120 UL Ui o IS

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz
[ —— e 0 5 Z g%g .................................. 1 [] : g}g .................................. 2 ff E—
[ | g/cm: .................... 17 ....................................... 17 ....................................... 17 ......................................
o S e T T R
[ r—— [Aqu|val ent] ....... ik Te— GO Vo ]
e 2015/863/EU ........ S o o

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C

ELEKTRISCH

Durchgangswiderstand

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm /1,0 mm/1,5mm/20mm/25mm/3,0mm/3,5mm/40mm/45mm/50mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/em? (PSI)

mm

3,0

2,0 |

0,0

PSI

N/cm?

Rth [°C-inch?/W]

40

3,0

2,0

0,0

PS|

N/cm?



mm

3,0

2,0
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SILIKON GAP-FILLER TEL-R-SI

hoch termisch leitfadhiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)

TEL-R-Slist ein gering dielektrischer und extrem warmeleitender Gap-Filler zur thermischen Anbin-
dung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen auch tiber groflere Spaltmafe oder grof3ere
Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Fiillung des LV Silikons ergibt sich eine auflerordent-
lich hohe anisotrope thermische Leitfahigkeit. Durch seine extreme Weichheit und Formanpassungs-
fahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der
thermische Gesamtlibergangswiderstand minimiert. Das Elastomer weist eine geringe dielektrische
Durchschlagsfestigkeit auf.

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Extrem weich und formanpassungsfahig Matte 150 x150 mm Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) (Dicke 0,25 -1,5 mm) MOSFETs und IGBTs
Warmeleitfahigkeit: 15 W/mK (anisotrop) Matte 140 x 140 mm Dioden und Gleichrichter
Gering dielektrisch (Dicke 2,0 - 3,0 mm) Elektronische Module
Extrem alterungs-/chemisch bestédndig Beidseitig selbsthaftend z.B. in Wechselrichtern und Strom-
Vibrationsdampfend (TEL-RXXXX-SI) versorgungen / USV Einrichtungen

Als lose Einzelteile / Motorsteuerungen / Automoti-

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TEL-R0500-SI TEL-R1000-SI TEL-R2000-SI
MATERIAL Silikon mit thermisch Silikon mit thermisch Silikon mit thermisch
hoch leitenden Fiillern hoch leitenden Fiillern hoch leitenden Fiillern

[ 1
[ [ [ T I e T B ——
[ S e e
e 1 7
o 2015/ 863/EU ........ S o o

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 180 - 50 bis + 180 - 50 bis + 180
ELEKTRISCH

e gsfest| gke o T ) : 0 ........................................ 1 G : R —
Durchgangswiderstand Ohm -cm >1x10"7 >1x10" >1x10"

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,25 mm /0,5mm/1,0mm/1,5mm/2,0mm/3,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80
L 1 L 1 1 1 I L L L L 1 L 1 L 1 I D,S ! | ! Il 1 Il L L L L L Il L 1 L | L
— 0,5 mm 2,0 mm
K —10mm ——30mm
0,6
g
ES
=
S
£ 04
£
< ~——
—_ &
02 | .
0,0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60

N/cm? N/cm?
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mm

2,0

05

0,0

SILIKON GAP-FILLER TEL-Z-SI

hoch termisch leitfadhiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)

TEL-Z-Sl ist eine elektrisch nicht isolierende und extrem warmeleitende LV Silikonfolie zur thermi-
schen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen auch tGber grof3ere Spaltmafle
oder grof3ere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Fillung des Materials ergibt sich eine
extrem hohe anisotrope thermische Leitfahigkeit. Durch seine Weichheit und Formanpassungsfahigkeit
wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische

Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN
Weich und formanpassungsfahig
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
Elektrisch nicht isolierend
Keine Lackabweisung
Wirmeleitfahigkeit: 50 W/mK (anisotrop)
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Vibrationsdampfend

EIGENSCHAFT EINHEIT

LIEFERFORMEN
Matte 140 x 140 mm
(TEL-ZXXXX-SI)
Als lose Einzelteile
Optional mit Klebestreifen
oder -punkten
(TEL-ZXXXX-SI-A1)

TEL-Z0200-SI TEL-Z0500-SI

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

TEL-Z1000-SI

MATERIAL

Grafit gefiilltes
Silikonelastomer

Grafit gefiilltes
Silikonelastomer

Grafit gefilltes
Silikonelastomer

RoHS Konformitat

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 180 - 50 bis + 180 - 50 bis + 180
ELEKTRISCH
s hga ngSWIderstand ............... ERSSp— Cegay T Rt BT I

Priifmethode in Anlehnung an: 'P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, ?ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,2mm /0,4 mm/0,5mm/ 1,0 mm/2,0mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PsI
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SILIKON GAP-FILLER TEL-YSS-SI

sehr weich, hoch termisch leitfahiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)

TEL-YSS-Slist ein elektrisch nicht isolierender und extrem warmeleitender Gap-Filler zur thermischen
Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen auch Gber gréfere Spaltmafie oder gro-
Rere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Fillung des LV Silikons ergibt sich eine extrem
hohe anisotrope thermische Leitfahigkeit. Durch seine ausserordentliche Weichheit und Formanpas-
sungsfahigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der
thermische Gesamtlbergangswiderstand minimiert.

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Ausserordentlich weich und Matte 130 x 130 mm Thermische Anbindung von z.B.
formanpassungsfahig (TEL-YSSXXXX-SI) MOSFETs und IGBTs
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) Als lose Einzelteile Dioden und Gleichrichter
Elektrisch nicht isolierend Optional mit Klebestreifen Elektronische Module
Warmeleitfahigkeit: 16 W/mK (anisotrop) oder -punkten z.B. in Wechselrichtern und Strom-
Extrem alterungs-/chemisch bestandig (TEL-YSSXXXX-SI-A1) versorgungen / USV Einrichtungen
Vibrationsdampfend / Motorsteuerungen / Automoti-

veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TEL-YSS0500-SI TEL-YSS1000-SI TEL-YSS2000-SI
MATERIAL Grafit gefiilltes Grafit gefiilltes Grafit gefiilltes
Silikonelastomer Silikonelastomer Silikonelastomer
Farbe ..................................................................................................................................................................................................
D|cke ..................................................................................................................................................................................................
Harte ..................................................................................................................................................................................................

. Entf[amm ba rke|t ...................................................................................................................................................................................

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 180 - 50 bis + 180 - 50 bis + 180
ELEKTRISCH
e hga ngswderstand ............... e S s B .

Priifmethode in Anlehnung an: " ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm /1,0 mm/1,5mm /2,0 mm/3,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKON GAP-FILLER TEL-ZS-SI

weich, hoch termisch leitfdhiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)

TEL-ZS-SI ist eine elektrisch nicht isolierende und extrem warmeleitende LV Silikonfolie zur thermi-
schen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kuhlflachen auch Gber groBere Spaltmafie oder
grofere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Fiillung des Materials ergibt sich eine ext-
rem hohe anisotrope thermische Leitfahigkeit. Durch seine hohe Weichheit und Formanpassungsfahig-
keit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische
Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Weich und formanpassungsfahig Matte 120 x 120 mm Thermische Anbindung von z.B.
Minimierter volatiler Siloxananteil (LV) (TEL-ZSXXXX-SI) MOSFETs und IGBTs
Elektrisch nicht isolierend Als lose Einzelteile Dioden und Gleichrichter
Warmeleitfahigkeit: 25 W/mK (anisotrop) Optional mit Klebestreifen Elektronische Module
Extrem alterungs-/chemisch bestédndig oder -punkten z.B. in Wechselrichtern und Strom-

Vibrationsdampfend (TEL-ZSXXXX-SI-A1) versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TEL-ZS0200-SI TEL-ZS0500-SI
MATERIAL Karbon gefiilltes Karbon gefiilltes
Silikonelastomer Silikonelastomer
Farbe .....................................................................................................................................................................................................
D|cke .....................................................................................................................................................................................................
Harte .....................................................................................................................................................................................................

Entflammbarkeit (Aquivalent)

RoHS Konformitat
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 150 - 40 bis + 150
ELEKTRISCH
Durchgangswderstand ............... A S B

Testmethode: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,2 mm /0,3 mm /0,5 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKONFREIER GAP-FILLER TAG-L-AC

Akrylatkleber, thermisch leitfahig

TAG-L-AC ist ein thermisch leitfahiges elektrisch isolierendes PSA Klebeband. Durch den Akrylatkleber
wird der thermische Kontaktwiderstand bei niedrigem Druck auf ein Minimum reduziert. Unebenheiten
der Kontaktflachen und Toleranzen lassen sich dadurch sehr gut ausgleichen. Materialien mit unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten konnen damit sicher verbunden und thermisch
gut angebunden werden. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird minimiert. Das Material
eignet sich zur einfachen, wirkungsvollen und kostenglinstigen thermischen Anbindung in einem brei-
ten Anwendungsbereich vor allem dort wo nur geringer Platz zur Verfligung steht und es auf geringes
Gewicht ankommt. Mechanische Befestigungen durch Schrauben, Klammern oder Nieten werden

53

GAP-FILLER

verzichtbar. Durch den grof3en Dickenbereich kann es als klebender Gap Filler verwendet werden. -
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Niedriger thermischer Widerstand Matte (auf Anfrage) Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 1,0 W/mK Rolle 900 mm x 33 m LEDs
Einsatz als Gap Filler durch grof3en Dickenbereich (0,25/0,5/1,0 mm Dicke) MOSFETs und IGBTs
Zuverldssige Klebkraft auf unebenen oder Rolle 900 mm x 16,5 m Dioden
schwierig zu behandelnden Oberflachen (2,0 mm Dicke) Gleichrichter

Silikonfrei

Kein Mischen von Komponenten und Ausharte-
prozesse wie bei flissigen Klebstoffen
Mechanische Befestigungen durch Schrauben,
Klammern oder Nieten werden verzichtbar

TAG-LXXXX-AC

Als Formteile

Optional weiche Variante
TAG-LXSXXXX-AC

z.B. in Wechselrichtern und
Stromversorgungen / USV Ein-
richtungen / Motorsteuerungen
/ Automotiveanwendungen /
Solartechnik / LED Feldern

EIGENSCHAFT EINHEIT TAG-L0250-AC TAG-L0500-AC TAG-L1000-AC TAG-L2000-AC
MATERIAL Keramik gefiillter ~ Keramik gefiillter ~ Keramik gefiillter Keramik gefiillter
I —— CLpE PEn ey el peNemer  Apel FB Ehar (L apen Pe| deaay |
Farbe WeiB3 Weif3 WeiB3 Weif3
! Tape D|c ke ............................................. mm ...................... 0 '2'5';6,6&{; .................. 0 ;5.[.1.*.‘).".];5. .................. 1 [J RN 2 .0.;6'.3.0 e
Lmer D|cke12 Lmer[Bas|s/Top] ............... mm ...................... 005/005 ................ 005/005 ................ 005/005 ................ 005/005 ...............
oder 1 Liner mm 0,14 0,14 0,14 0,14
Abschalf est|g ke|t[(a RT Alum|n|um]2 .......... N/cm .................... 12 .......................... 12 .......................... 12 .......................... 12 .........................
Entfl amm barke|t [A qu|valent] .................... UL 94 .................... V 0 .......................... VO .......................... VO .......................... VO .........................
RoHSKonform|tat ................................... 2015/863/EU ........ J ;3. .......................... Ja .......................... Ja .......................... Ja .........................
THERMISCH
‘Widerstand® @ 400 kPa @ Dicke °C-inch/Wimml 0590023 1000049 195090 35011,600

Thermische Leitfahigkeit W/mK 0,8% /1,04 0,8° /1,04 0,8% /1,04 0,8%/1,04
Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 130 - 40 bis + 130 - 40 bis + 130 - 40 bis + 130
ELEKTRISCH
[ gss pa o= g5 .......................... T 36 .......................... R 55 ....................... : 55 ....................... : 55 ......................

" Liner: 2 Liner: BOPET Basisliner (0,05 mm, transparent, silikonisiert) + LDPE Topliner (0,05 mm, weiB, silikonisiert) / 1 Liner: PE Liner (0,14 mm, rot).
Testmethoden: 2ZASTM D 3330, ° ASTM D 5470, * MTPS, ® ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,25 mm /0,50 mm /1,0 mm /2,0 mm
mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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SILIKONFREIER GAP-FILLER TAG-Q-AC

Akrylatkleber, thermisch leitfahig

TAG-Q-AC ist ein thermisch leitfahiges elektrisch isolierendes PSA Klebeband. Durch den Akrylatkle-

ebenheiten der Kontaktflachen und Toleranzen lassen sich dadurch sehr gut ausgleichen. Materialien

ber wird der thermische Kontaktwiderstand bei niedrigem Druck auf ein Minimum reduziert. Un- ‘\

mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten konnen damit sicher verbunden und N
thermisch gut angebunden werden. Der thermische Gesamtibergangswiderstand wird minimiert. Das

Material eignet sich zur einfachen, wirkungsvollen und kostengtiinstigen thermischen Anbindung in l

einem breiten Anwendungsbereich vor allem dort wo nur geringer Platz zur Verfligung steht und es auf

geringes Gewicht ankommt. Durch den grof3en Dickenbereich kann es als klebender Gap Filler verwen-

P

det werden. -
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Niedriger thermischer Widerstand Matte Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK TAG-QXXXX-AC LEDs
Einsatz als Gap Filler durch grof3en Dickenbereich Als Formteile MOSFETs und IGBTs
Silikonfrei Optional weiche Variante Dioden
Kein Mischen von Komponenten und Ausharte- TAG-QXSXXXX-AC Gleichrichter
prozesse wie bei flissigen Klebstoffen z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen /
Motorsteuerungen / Automotiveanwen-
dungen / Solartechnik / LED Feldern
EIGENSCHAFT EINHEIT TAG-Q1000-AC TAG-Q2000-AC
MATERIAL Keramik gefiillter Keramik gefiillter
Akrylat PSA Kleber Akrylat PSA Kleber
[ R o T A —
s R e e
o e | S o T R
oder 1 Liner mm 0,14 0,14
e o e g s
P o Tt | G T )
e B e & e e

THERMISCH

Thermische Leitfahigkeit W/mK 1,6%/2,03 1,62 /2,03

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 130 - 40 bis + 130

ELEKTRISCH
Durchsch[agsspannun94 ......................... P T >55 ............................... >55 ............................................................................

' Liner: 2 Liner: BOPET Basisliner (0,05 mm, transparent, silikonisiert) + LDPE Topliner (0,05 mm, weiB, silikonisiert) / 1 Liner: PE Liner (0,14 mm, rot).
Testmethoden: ' ASTM D 3330, 2 ASTM D 5470, * MTPS, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 1,0 mm /2,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI PSI
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SILIKONFREIER GAP-FILLER TAG-T-AC

Akrylatkleber, thermisch leitfahig

TAG-T-AC ist ein thermisch leitfahiges elektrisch isolierendes PSA Klebeband. Durch den Akrylatkleber /\
wird der thermische Kontaktwiderstand bei niedrigem Druck auf ein Minimum reduziert. Unebenheiten
der Kontaktflachen und Toleranzen lassen sich dadurch sehr gut ausgleichen. Materialien mit unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten konnen damit sicher verbunden und thermisch gut i
angebunden werden. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird minimiert. Das Material eignet i
sich zur einfachen, wirkungsvollen und kostengiinstigen thermischen Anbindung in einem breiten An- ' Shy
wendungsbereich vor allem dort wo nur geringer Platz zur Verfliigung steht und es auf geringes Gewicht . <
ankommt. Durch den grof3en Dickenbereich kann es als klebender Gap Filler verwendet werden. a \

-

GAP-FILLER

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Niedriger thermischer Widerstand Matte Thermische Anbindung von z.B.

Warmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK TAG-TXXXX-AC LEDs

Einsatz als Gap Filler durch grof3en Dickenbereich Als Formteile MOSFETs und IGBTs

Silikonfrei Optional weiche Variante Dioden

Kein Mischen von Komponenten und Ausharte- TAG-TXSXXXX-AC Gleichrichter

prozesse wie bei fliissigen Klebstoffen z.B. in Wechselrichtern und Stromversor-
gungen / USV Einrichtungen / Motorsteu-
erungen / Automotiveanwendungen /
Solartechnik / LED Feldern

EIGENSCHAFT EINHEIT TAG-T1000-AC TAG-T2000-AC
MATERIAL Keramik gefiillter Keramik gefiillter
....................................................................................... AkrylatPoAKIeber L AR PSAKIeber
Farbe Weil3 Weif3
Tapechke ............................................ . g i N —
L|nerD|cke12L|ner[Bas|s /Top]oder ...... . T 005 / 005 ....................... 005/005 .....................................................................
1 Liner mm 0,14 0,14
R st|g " t[l’d RT N m]2 ........ N/cm .................... 59 ................................. 5 e
[ ——— [A q o ntl .................. ik T— Gy e
i T e 2015/863/EU ........ S e
THERMISCH
[ — °C-|nch2/W[mm] ..... 034[0“] ........................ 060[075] ......................................................................
[ e ot nch’/W [mm] ..... 0 i [058] ........................ 0 o [ : 03] ......................................................................
[ ot nChZ/W[mm] ..... 056[077] ........................ 100[143] ......................................................................
s |tfah|gke|t ........................ W /mK ................... 253/304 ........................ 2 53/304 ......................................................................
Betr|ebstemperaturbere|ch ..................... R T e
ELEKTRISCH
Durchschlagsspannung5 ......................... R )55 ............................... - 55 .............................................................................

" Liner: 2 Liner: BOPET Basisliner (0,05 mm, transparent, silikonisiert) + LDPE Topliner (0,05 mm, weiB, silikonisiert) / 1 Liner: PE Liner (0,14 mm, rot).
Testmethoden: 2 ASTM D 3330, * ASTM D 5470, “ MTPS, S ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 1,0 mm /2,0 mm

mm vs. N/cm? (PSI) / Rth vs. N/cm? (PSI)
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Rth [°C-inch?/W]

2,0

05 |

0,0

SILIKONFOLIE TFO-D-SI

glasfaserverstarkt, hohe Durchschlagsfestigkeit

TFO-D-Sl ist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von

elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des l
Silikons mit Keramikfullstoffen ergibt sich eine hohe Leitfahigkeit. Unter Druck wird der thermische i

Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe Durchschlags-

festigkeit auf. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitat und eine einfache Hand-
habung. Als Montagehilfe kann das Material - ohne zusatzliche Kleberschicht - als einseitig selbsthaf-

tende Variante ausgefiihrt werden.

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 1,2 W/mK
Sehr guter thermischer Kontakt
Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Sehr hohe dielektrische Durchschlags-
festigkeit
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach
Anwendung

LIEFERFORMEN

Matte 300 x 1000 mm

Rolle 300 mm x 50 m

Nicht haftend (TFO-DXXX-SI)

Einseitig selbsthaftend ohne zusatzliche
Klebeschicht (TFO-DXXX-SI-AQ)
Einseitig haftend (TFO-DXXX-SI-A1)

Als lose Formstanzteile

Als Kiss Cut Formteile auf Rolle

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen /
Motorsteuerungen / Automotivean-
wendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-D230-SI TFO-D300-SI TFO0-D450-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung Keramikfiillung Keramikfillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
B B e ———— g g i
B ¢ e i g 105 ...................................... 155 ........................................
Therm|scheLe|tfah|gke|t L | 12 ....................................... 12 ....................................... 12 .........................................
Betr|ebstemperaturbere|ch ......... e g s )

ELEKTRISCH
E— gss pa o g“ ......................................... g v i
DurchgangsW|derstand .......................................... S R T
e TR & S .

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,23 mm /0,30 mm /0,45 mm

Rth vs. N/cm?* [PSI)

0 20 40 60 80 100 120 140
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SILIKONFOLIE TFO-G-SI

glasfaserverstarkt, hohe Durchschlagsfestigkeit

TFO-G-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von

elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des Z l
Silikons mit Keramikfullstoffen ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfahigkeit. Unter Druck wird
der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe

Durchschlagsfestigkeit auf. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitdt und eine

einfache Handhabung. Fir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit einer einseiti-

gen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden.

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 1,6 W/mK
Sehr guter thermischer Kontakt
Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Sehr hohe dielektrische Durchschlags-
festigkeit
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach

LIEFERFORMEN
Matte
Rolle 290 mm x 50 m
Nicht haftend
(TFO-GXXX-SI)
Einseitig haftend
(TFO-GXXX-SI-A1)
Als lose Formstanzteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

FOLIEN & FILME

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen /
Motorsteuerungen / Hybride
Hochvolt Automotiveanwendungen

Anwendung oder Rolle / Solartechnik
EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-G230-SI
MATERIAL Silikon mit
........................................................................... 1K 12 1KLL
Farbe Rosa
g el e
R § e 0233353 .......................................................................................................................
e B e
e e e | e |
e R | Sy & T e |
THERMISCH

Widerstand? @ 1 MPa

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 180
ELEKTRISCH

I gss pa P g’ .............. T 55 ..............................................................................................................................
Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,0x 10"

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,23 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

100 120 140
1 . 1 . L

N/cm?



60

Rth [°C-inch?/W]
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0,0

SILIKONFOLIE TFO-J-SI

glasfaserverstarkt, hohe Durchschlagsfestigkeit

TFO-J-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von

Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine hohe thermische Leitfahigkeit. Unter Druck wird der l

thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe -

Durchschlagsfestigkeit auf. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitdt und eine %

einfache Handhabung. Fir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit einer einseiti-

gen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden. y

P

~

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Warmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK Matte Thermische Anbindung von z.B.

Sehr guter thermischer Kontakt

Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung

Sehr hohe dielektrische Durchschlags-
festigkeit

Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach
Anwendung

Rolle 300 mm x 50 m (0,20 / 0,30 mm)
Rolle 300 mm x 25 m (0,45 mm)

Nicht haftend (TFO-JXXX-SI)
Einseitig haftend (TFO-JXXX-SI-A1)
Als lose Formstanzteile

Als Kiss Cut Formteile auf Rolle

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

MOSFETs und IGBTs

Dioden und Gleichrichter

Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen /
Motorsteuerungen / Hybride
Hochvolt Automotiveanwendungen
/ Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-J200-SI TF0-J300-SI TF0-J450-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung Keramikfillung Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
B 3 Tr—— 031 ................................ 045 ................................ 063 ....................................................
e e e | 061 ................................ 074 ................................ 0% ....................................................
Therm|scheLe|tfah|gke|t e | P OO C 20 ................................. 20 .....................................................
Betr|ebstemperaturbere|ch ......... B e A TONCCERE e

ELEKTRISCH
T gsspannun93 ............. PR | p 7 g 100 ....................................................
Durchgangsmderstand ............... N | . 2x10“ ......................... 35)”0“ ......................... 38“0“ .............................................
e e T | 3 G 4 e 4 A

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm

Rth vs. N/ecm? [PSl)

PSI|
0 20 40 60 80 100 140
. I . ! , | . 1 . 1 !
m— (0,20 mm
=——0,30mm
0,45mm
0 20 40 60 100

N/cm?
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SILIKONFOLIE TFO-K-SI

glasfaserverstarkt

TFO-K-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von
elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des '

Silikons mit Keramikfullstoffen ergibt sich eine sehr gute Leitfahigkeit. Unter Druck wird der thermi- "

sche Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Die Glasfaserverstarkung sorgt flir hohe mechanische

Stabilitat und eine einfache Handhabung. Fir die einfache und sichere Vormontage kann das Material
mit einer einseitigen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden.

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 2,5 W/mK
Sehr guter thermischer Kontakt
Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Extrem alterungs-/chemisch bestédndig
Riickstandslose Entfernung nach
Anwendung

EIGENSCHAFT EINHEIT

LIEFERFORMEN
Matte 320 x 1000 mm
Rolle 320 mm x 50 m
Nicht haftend (TFO-K200-SI)
Einseitig haftend (TFO-K200-SI-A1)
Als lose Formstanzteile
Als Kiss Cut Formteile auf Rolle
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

TFO0-K200-SI

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen /
Motorsteuerungen / Automotivean-
wendungen / Solartechnik

MATERIAL

Silikon mit
Keramikfillung

RoHS Konformitét 2015/863/EU Ja

THERMISCH
B e ———— 200
B £ s | e
Therm|scheLe|tfah|gke|t E e | i
i bstemperaturbe S | e | e e

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, ASTM D 5470, ° ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische }inderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicke: 0,23 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

0 20 40 60 80 100
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Rth [°C-inch?/W]
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SILIKONFOLIE TFO-0-SI

glasfaserverstarkt, hohe Durchschlagsfestigkeit

TFO-0-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von ﬁ"
elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des l !
Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine hohe thermische Leitfahigkeit. Unter Druck wird der -~

thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe %

Durchschlagsfestigkeit auf. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitat und eine
einfache Handhabung. Fir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit einer einseiti-

gen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden. >
-~ 4

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Warmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK Matte Thermische Anbindung von z.B.
Sehr guter thermischer Kontakt Rolle 300 mm x 50 m (0,20 / 0,30 mm) MOSFETs und IGBTs
Hohe mechanische Stabilitat durch Rolle 300 mm x 25 m (0,45 mm] Dioden und Gleichrichter
Glasfaserverstarkung Nicht haftend (TFO-0XXX-SI) Elektronische Module
Sehr hohe dielektrische Durchschlags- Einseitig haftend (TFO-OXXX-SI-A1) z.B. in Wechselrichtern und Strom-
festigkeit Als lose Formstanzteile versorgungen / USV Einrichtungen /
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Als Kiss Cut Formteile auf Rolle Motorsteuerungen / Hybride
Rickstandslose Entfernung nach Als Kiss Cut Formteile auf Bogen Hochvolt Automotiveanwendungen
Anwendung / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-0200-SI TFO0-0300-SI TF0-0450-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung Keramikfillung Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
R —— T S g T ———
e e | S S 070 ...................................................
Therm|scheLe|tfah|gke|t G | 30 .................................. 30 ................................. 30 ....................................................
Betr|ebstemperaturbere|ch ......... e S T A PR T S TR T
ELEKTRISCH

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm
Rth vs. N/ecm? [PSl)

PSI
0 20 40 60 80 100 120 140
. 1 . 1 . | A I A | , 1 . 1
m— (0,20 mm
— 0,30 mm
0,45mm
0 20 40 60 80 100
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SILIKONFOLIE TFO-T-SI

glasfaserverstarkt

TFO-T-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von

elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des l
Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine sehr hohe Leitfahigkeit. Durch die besondere Oberfla- -~
chenstruktur passt sich das Material sehr gut an. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswi-

derstand minimiert. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitdt und eine einfa-

che Handhabung. Fir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit einer einseitigen
Haftklebe-beschichtung ausgefiihrt werden.

FOLIEN & FILME

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 4,1 W/mK
Sehr gute Oberflachenanpassung
Sehr guter thermischer Kontakt
Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach

LIEFERFORMEN
Matte 440 x 510 mm
Nicht haftend (TFO-TXXX-SI)
Einseitig haftend (TFO-TXXX-SI-A1)
Als lose Formstanzteile
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-

Anwendung veanwendungen
EIGENSCHAFT EINHEIT TFO-T200-SI TFO-T300-SI TFO-T450-SI TFO-T800-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit Silikon mit

Keramikfillung Keramikfiillung Keramikfiillung

Keramikfillung

RoHS Konformitat
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

Rth [°C-inch?/W]
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SILIKONFOLIE TFO-X-SI

glasfaserverstarkt

TFO-X-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung

von elektronischen Bauelementen an Kiihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung
des Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine exzellente Leitfahigkeit. Durch die besondere
Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an. Dadurch wird der thermische Gesamt-

Ubergangswiderstand minimiert. Die Glasfaserverstarkung sorgt fir hohe mechanische Stabilitat
und eine einfache Handhabung. Fiir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit
einer einseitigen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden.

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 5,0 W/mK
Sehr gute Oberflachenanpassung
Sehr guter thermischer Kontakt
Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Rickstandslose Entfernung nach Anwendung

EIGENSCHAFT EINHEIT

LIEFERFORMEN
Matte 440 x 510 mm
Nicht haftend
(TFO-XXXX-SI)
Einseitig haftend
[TFO-XXXX-SI-A1)
Als lose Formstanzteile

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen

Als Kiss Cut Formteile auf Bogen /Motorsteuerungen / Solartechnik

TFO-X200-SI TFO0-X300-SI

TF0-X450-SI TFO-X800-SI

MATERIAL

RoHS Konformitat

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfiillung

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,08 mm /0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

N/cm?

0 20 40 60 80 100 120 140
L | L | L | L | L | L L L |
= 0,20mm
0,30 mm
0,45mm
—— 0,80mm
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SILIKONFOLIE TFO-Z5-SI

glasfaserverstarkt

TFO-ZS-Sl ist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von
elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des '
Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine extrem hohe Leitfdhigkeit. Durch die besondere Oberfla- "

chenstruktur und Flexibilitat passt sich das Material sehr gut an. Dadurch wird der thermische Gesamt- N

Ubergangswiderstand minimiert. Die Glasfaserverstarkung sorgt fiir hohe mechanische Stabilitat und
eine einfache Handhabung.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Warmeleitfahigkeit: 8,0 W/mK Matte 440 x 510 mm Thermische Anbindung von z.B.
Sehr gute Oberflachenanpassung und Nicht haftend MOSFETs und IGBTs
Flexibilitat (TFO-ZSXXXX-SI) Dioden und Gleichrichter
Sehr guter thermischer Kontakt Als lose Formstanzteile Elektronische Module
Hohe mechanische Stabilitat durch z.B. in Wechselrichtern und Strom-

Glasfaserverstarkung versorgungen / USV Einrichtungen
Extrem alterungs-/chemisch bestandig / Motorsteuerungen / Solartechnik
Rickstandslose Entfernung nach Anwendung

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-ZS0200-SI TF0-ZS0300-SI TFO0-ZS0450-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung Keramikfillung Keramikfillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
e °C-|nch1/W ............. G Gy [
Widerstand? @ 200 kPa °C-inch?/W 0,15 0,19 0,24

Thermische Leitfahigkeit? W/mK 8 8 8

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 180 - 40 bis + 180 - 40 bis + 180

ELEKTRISCH
[ gss pa P g’ .............. P 36 ....................... 4 g 5 R —

Priifmethode in Anlehnung an: "ASTM D 412, * ASTM D 5470, ° ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische /'inderungen vorbehalten.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI
0 20 40 60 80 100 120 140
L | L | L | L | L | s | L |
= 0,20mm
0,30 mm
0,45mm
0 20 40 60 80 100

N/cm?
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SILIKONFOLIE TFO-L-SI

unverstarkt

TFO-L-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von

elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des I
Silikons mit Keramikfullstoffen ergibt sich eine hohe Leitfahigkeit. Durch die besondere Oberflachen- -
struktur passt sich das Material sehr gut an die Kontaktoberflachen bei geringem Druck an. Dadurch

wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Das Material eignet sich fir ein weites

Anwendungsgebiet.

EIGENSCHAFTEN
Warmeleitfahigkeit: 2,17 W/mK

Sehr gute Anpassungsfahigkeit bei geringem Druck
Sehr niedriger thermischer Ubergangswiderstand

Extrem alterungs-/chemisch bestandig
Riickstandslose Entfernung nach Anwendung

EIGENSCHAFT EINHEIT

TFO-L200-SI

LIEFERFORMEN

Matte 440 x 480 mm
Nicht haftend
(TFO-LXXX-SI)

Als lose Formstanzteile

TFO-L300-SI

TFO-L450-SI

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
/ Automotiveanwendungen

TFO-L800-SI

MATERIAL

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfillung

Silikon mit
Keramikfillung

RoHS Konformitat

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 200 - 50 bis + 200 - 50 bis + 200 - 50 bis + 200
ELEKTRISCH
[ gss pa P g’ .............. I Ea— PR g PR TR
Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,5x 10" 6,0x 10" 5,4x10 7,7x 10"
Dielektrizitatskonstante @1 MHz 5.8 o) o) o)

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.

Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm

Rth vs. N/ecm? [PSl)

PSI
0 20 40 60 80 100 120 140
L | L | L | L | L | L | L |
= 0,20mm
0,30mm
0,45mm
\ B
0 20 40 60 80 100

N/cm?
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ISOLATIONSFILM TFO-M-SI-PI

silikonbeschichtet, hohe Durchschlagsfestigkeit

TFO-M-SI-Plist eine thermisch leitfahige Folie aus einem elektrisch isolierenden Polyimid Tragerfilm “

mit warmeleitenden Silikonbeschichtungen auf beiden Seiten zur thermischen Anbindung von elektro- % '
nischen Bauelementen an Kiihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung des Silikons mit -~
Keramikfillstoffen ergibt sich eine hohe Leitfahigkeit. Unter Druck stellt sich ein sehr geringer ther- N
mischer Gesamtwiderstand ein. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

Dielektrisch weist das Material eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit auf. Der Tragerfilm sorgt fir

hochste mechanische Stabilitat und eine einfache Handhabung. ' [
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Sehr guter thermischer Kontakt Matte 320 x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
Sehr hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit Andere auf Anfrage MOSFETs und IGBTs
Hohe mechanische Stabilitat durch Tragerfilm Rolle 320 mm x 50 m Dioden und Gleichrichter
Extrem alterungs-/chemisch bestandig Nicht haftend Elektronische Module
Rickstandslose Entfernung nach Anwendung (TFO-MXXX-SI-PI) z.B. in Wechselrichtern und Strom-
Als lose Formstanzteile versorgungen / USV Einrichtungen

/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TFO-M110-SI-PI TFO0-M150-SI-PI

MATERIAL Mit Keramik gefiillter silikon- Mit Keramik gefiillter silikon-
beschichteter Isolationsfilm  beschichteter Isolationsfilm

RoHS Konformitat
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis +180 - 40 bis +180
ELEKTRISCH
! Durc hsc hla gss pa nnun gz .............. kV A C .................... 6 .......................................... >6 ....................................................................................

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470, “ ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicke: 0,11/0,175 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI
0 20 40 60 80 100 120 140
. 1 \ | \ | \ | \ L . L 1
e 0,11 mm
= 0,15 mm
0 20 40 60 80 100

N/cm?
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SILIKONKAPPE TCP-C-SI

rundum Isolation

TCP-C-Sl ist eine thermisch leitfahige Silikonkappe zur thermischen Anbindung von elektronischen "/ \
Bauelementen an Kiihlflachen fir eine gleichzeitig sichere elektrische Rundumisolierung. Durch die g
spezielle Formulierung und Fillung des Silikons mit Keramikfiillstoffen ergibt sich eine gute Leitfahig- ll- -
keit. Durch die besondere Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an die Kontaktoberfla- £ I o |
chen an. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. . '
[

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Sehr gute Oberflachenanpassung Wandstirke 0,5 mm /0,8 mm Thermische Anbindung von z.B.

Sehr guter thermischer Kontakt Unterschiedliche Grdofien MOSFETs und IGBTs

Extrem alterungs-/chemisch bestandig (siehe Tabelle GroBen) Dioden und Gleichrichter

Rickstandslose Entfernung nach Anwendung z.B. in Wechselrichtern und Strom-

versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TCP-C250-SI TCP-C280-SI
MATERIAL Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 155 - 40 bis + 155
ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

GROSSEN IN MM A B c D

TCP-C480-SI 28,8 +0,1 18,2+0,1
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SILIKONKAPPE TCP-J-SI

rundum Isolation

TCP-J-Slist eine thermisch leitfahige Silikonkappe zur thermischen Anbindung von elektronischen ’/ ~
Bauelementen an Kiihlflachen fiir eine gleichzeitig sichere elektrische Rundumisolierung. Durch die b
spezielle Formulierung und Fillung des Silikons mit Keramikfillstoffen ergibt sich eine hohe Leitfahig- t‘
keit. Durch die besondere Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an die Kontaktoberfla- ¢ l Sah ]
chen an. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. Q -
[

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Sehr gute Oberflachenanpassung Wandstarken Thermische Anbindung von z.B.

Sehr guter thermischer Kontakt 0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm MOSFETs und IGBTs

Extrem alterungs-/chemisch bestandig Unterschiedliche Grofien Dioden und Gleichrichter

Rickstandslose Entfernung nach Anwendung (siehe Tabelle GroBen) z.B. in Wechselrichtern und Strom-

versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TCP-J300-SI TCP-J450-SI TCP-J800-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung ~ Keramikfillung  Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 200 - 50 bis + 200 - 50 bis + 200
ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM E 1530. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

GROSSEN IN MM A B c D
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SILIKONKAPPE TCP-L-SI

rundum Isolation

TCP-L-Slist eine thermisch leitfahige Silikonkappe zur thermischen Anbindung von elektronischen "/ \
Bauelementen an Kiihlflachen fir eine gleichzeitig sichere elektrische Rundumisolierung. Durch die g
spezielle Formulierung und Fillung des Silikons mit Keramikfiillstoffen ergibt sich eine sehr hohe Leit- ll- -
fahigkeit. Durch die besondere Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an die Kontakto- £ I =3
berflachen an. Dadurch wird der thermische Gesamtiibergangswiderstand minimiert. . '
[

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Warmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK Wandstarken Thermische Anbindung von z.B.

Sehr gute Oberflachenanpassung 0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm MOSFETs und IGBTs

Sehr guter thermischer Kontakt Unterschiedliche Grofien Dioden und Gleichrichter

Extrem alterungs-/chemisch bestandig (siehe Tabelle GroBRen) z.B. in Wechselrichtern und Strom-

Rickstandslose Entfernung nach Anwendung versorgungen / USV Einrichtungen

/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TCP-L300-SI TCP-L450-SI TCP-L800-SI

MATERIAL Silikon mit Silikon mit Silikon mit
Keramikfillung  Keramikfillung  Keramikfiillung

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja
THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 200 - 50 bis + 200 - 50 bis + 200
ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM E 1530. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

GROSSEN IN MM A B C D
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POLYIMID FILM /PHASE CHANGE TPC-N-PI

Phase-Change beschichtet

-

TPC-N-Pl ist ein thermisch leitfahiger Film aus einem elektrisch isolierenden Devinall TH Polyimid

Trager mit beidseitiger Phase-Change Beschichtung zur thermischen Anbindung von elektronischen

Bauelementen an Kihlflachen. Die Phase-Change Beschichtungen benetzen beim Weichwerden ober- i
halb der Phase-Change Temperatur und unter geringem Druck die unvermeidbaren Oberflachenrau- '
higkeiten sowie Unebenheiten und treiben die Lufteinschlisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache I

aus. Dadurch, dass sich das Phase-Change Material bei steigender Temperatur volumetrisch um ca.

10-15% ausdehnt, wird die Benetzung der Kontaktflachen zusatzlich verbessert. Der thermische Ge- R
samtlbergangswiderstand wird dadurch minimiert. Dielektrisch weist das Material eine hohe Durch- :
schlagsfestigkeit auf.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Optimaler thermischer Kontakt Matte 305 x 495/ 610 x 495 mm Thermische Anbindung von z.B.
Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit Rolle 495 mm x 152 m MOSFETs und IGBTs
Silikonfrei Nicht klebend (TPC-NXXX-PI) Dioden und Gleichrichtern
Keine Austrocknung, Migration, Auspumpen Einseitig klebend mit PSA Leistungshalbleitern
Kein Auslaufen durch thixotropische (TPC-NXXX-PI-A1) Unisolierten Leistungsmodulen
Eigenschaft Mit Klebelinien auf Anfrage z.B. in Motorsteuerungen in der Auto-
Prozesssicher gleichmafige Dicke Dickere Beschichtung (25 ym) motive Industrie / Stromversorgungen
Idealer Ersatz fir Warmeleitpaste Als lose Formstanzteile und Wechselrichtern / Traktionsan-
Als Kiss Cut Formteile trieben / Telekomanwendungen
EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-N051-PI TPC-NO077-PI TPC-N102-PI
MATERIAL Devinall TH Polyimidfilm mit ~ Devinall TH Polyimidfilm mit ~ Devinall TH Polyimidfilm mit
Phase-Change Beschichtung Phase-Change Beschichtung Phase-Change Beschichtung
[ M itlonanas iloange i
e (. = ggé ................................... o 83 e 5 3,1, [ ——
e e e e e
e | | G e e
e . e e e
..I.-Z:‘r;.t.f.l T ¥ e o g
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Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: Devinall TH Polyimid: 25 pm /51 pm /76 um. Gesamtdicken: 51 ym / 77um /102 pm

Rth vs. N/cm? (PSI) PsI
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POLYIMID FILM /PHASE CHANGE TPC-P-KA

Phase-Change beschichtet

TPC-P-KAist ein thermisch leitfahiger Film aus einem elektrisch isolierenden Kapton®MT Trager mit

beidseitiger Phase-Change Beschichtung zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen

an Kihlflachen. Die Phase-Change Beschichtungen benetzen beim Weichwerden oberhalb der Phase- i
Change Temperatur und unter geringem Druck die unvermeidbaren Oberflachenrauhigkeiten sowie Un- ¥
ebenheiten und treiben die Lufteinschliisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache aus. Dadurch, dass [ l ’ B
sich das Phase-Change Material bei steigender Temperatur volumetrisch um ca. 10-15% ausdehnt, :
wird die Benetzung der Kontaktflachen zusatzlich verbessert. Der thermische Gesamtiibergangswider- _ e

stand wird dadurch minimiert. Dielektrisch weist das Material eine hohe Durchschlagsfestigkeit auf.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Optimaler thermischer Kontakt Matte 305 x 394/ 610 x 394 mm Thermische Anbindung von z.B.
Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit Rolle 394 mm x 152 m MOSFETs und IGBTs
Silikonfrei Nicht klebend (TPC-PXXX-KA) Dioden und Gleichrichtern
Keine Austrocknung, Migration, Auspumpen Einseitig klebend mit PSA Leistungshalbleitern
Kein Auslaufen durch thixotropische (TPC-PXXX-KA-A1) Unisolierten Leistungsmodulen
Eigenschaft Mit Klebelinien auf Anfrage z.B. in Motorsteuerungen in der Auto-
Prozesssicher gleichmafige Dicke Dickere Beschichtung (25 ym) motive Industrie / Stromversorgungen
Idealer Ersatz fir Warmeleitpaste Als lose Formstanzteile und Wechselrichtern / Traktionsan-
Als Kiss Cut Formteile trieben / Telekomanwendungen 3
=
EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-P051-KA TPC-P077-KA TPC-P102-KA :
")
MATERIAL Kapton®MT milt Phase- Kapton®MT mi't Phase- Kapton®MT mi't Phase- %
.................................................................................... changeBesehichiungChangelBeschichtungChangelEe scichtunc
Farbe Hellorange Hellorange Hellorange
B ae—— | R | - ggg ................................ o gg o 5 8;3 ...............................

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH
T T S O S ——
T I SRR ¥ S S e
e | R | S S i
i gkelt i pton®M o i R | S O T
e Change Temperatur .................. e 1 B O E O S e

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412, * ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und
Informationen. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: Kapton®MT 25 pm /51 um /76 pm. Gesamtdicken: 51 ym / 77um /102 ym

Rth vs. N/cm? (PSI) PsI
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PHASE CHANGE FILM TPC-W-PC

als Film oder mit Trager

TPC-W-PC ist ein Phase-Change Film zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen

an Kihlflachen. Der Compound benetzt beim Weichwerden oberhalb der Phase-Change Temperatur

und unter sehr geringem Druck die unvermeidbaren Oberflachenrauhigkeiten sowie Unebenheiten

und treibt die Lufteinschliisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache aus. Auf Grund der speziellen
Zusammensetzung und thixotropischen Eigenschaften kommt es weder zu Migration noch Auslaufen. ¢ I |
Das Material ist als TPC-W-PC als Film oder auf verschiedenen Tragern zur einseitigen riickstandslo-

sen Entfernung verfligbar.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN

Maximaler thermischer Kontakt
Warmeleitfahigkeit: 3,5 W/mK

Silikonfrei

Keine Migration, Auspumpen oder Auslaufen
durch thixotropische Eigenschaft

Ideale Alternative und Ersatz fir Warmeleitpaste
TPC-W-PC einseitig auf Tragern mit einseitiger
Haftung fur einfache riickstandslose Entfernung

Matte 356 x 305 mm

Rolle 356 mm (Liner 394 mm) x L
(bis zu 150 m)

TPC-WXXX-PC: Formteile
zwischen Trager und Deckfolie
Einseitig beschichtete Trager:
Aluminium TPC-WXXX-PC-ALYYY
Kupfer TPC-WXXX-PC-CUYYY

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

MOSFETs und IGBTs
Memorybausteinen
Bauelementen
Prozessoren
z.B. in Motorsteuerungen /
Computern / Automations-
technik / Mikroelektronik

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-W100-PC TPC-W200-PC TPC-300-PC

MATERIAL Phase Change Film Phase Change Film Phase Change Film
R e o e T ——

Dicke gesamt mm 0,1:0%3 0,2:8%3 0,3 e

Dichte g/cm’ 2,0 2,0 2,0

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,1 mm /0,2 mm /0,3 mm /0,4 mm

Rth vs. N/ecm? [PSl)

PSI
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ALUMINIUMFILM MIT PHASE CHANGE TPC-R-AL

Phase Change beschichtet

TPC-R-AL ist ein Aluminiumfilm mit beidseitiger Phase Change Beschichtung zur thermischen Anbin-

dung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Die Phase Change Beschichtung benetzt beim
Weichwerden oberhalb der Phase Change Temperatur und unter geringem Druck die unvermeidbaren
Oberflachenrauhigkeiten sowie Unebenheiten und treiben die Lufteinschlisse aus den Mikrostrukturen

der Oberflache aus. Dadurch dass die Materialien einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen, [
wird die Benetzung der Kontaktflachen verbessert. Auf Grund der speziellen Zusammensetzung und
thixotropischen Eigenschaften kommt es weder zu Austrocknung, Migration noch Auslaufen. Die Ver-
starkung sorgt fir hochste mechanische Stabilitat und eine einfache Handhabung.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Maximaler thermischer Kontakt Matte 305 x 610 mm oder 457 x 610 mm  Thermische Anbindung von z.B.
Silikonfrei Rolle 292 mm oder 445 mm x 152 m MOSFETs und IGBTs
Keine Migration, Auspumpen oder Aus- Nicht haftend (TPC-RXXX-AL) Dioden und Gleichrichtern
laufen durch thixotropische Eigenschaft Einseitig klebend mit PSA Bauelementen
Prozesssicher gleichmaBige Dicke (TPC-RXXX-AL-A1) Prozessoren
Ideale Alternative und Ersatz fir Warme- Mit Klebenlinien auf Anfrage z.B. in Motorsteuerungen /
leitpaste Optional AL (25/51/76/ 127/ 254 um),  Traktionsantrieben / Automations-

Beschichtung (13/25/51 um) je Seite  technik / Mikroelektronik

Als lose Formstanzteile oder Kiss Cut

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-R076-AL TPC-R102-AL

MATERIAL Aluminium mit beidseitiger ~ Aluminium mit beidseitiger
........................................................................... FreseEienee Besdiadiny  hess Chenge sssamdiin ]
Farbe Weil3 Weif3
T e | pm ....................... 51 . :W ................................... 51 tga g ...............................................................................
e seChangeJe PR pm ....................... s e
e pm ....................... G e
[ e | 2015/863/EU ........ S e
THERMISCH

Priifmethode in Anlehnung an: " ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 51 ym /76 um /102 ym /127 ym / 152 uym / 177 uym / 279 pm / 304 um

Rth vs. N/cm? (PSI)
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ALUMINIUMFILM MIT PHASE CHANGE TPC-T-AL-CB

Phase Change beschichtet

" i
TPC-T-AL-CB ist ein Aluminiumfilm mit beidseitiger Phase-Change Beschichtung zur thermischen

Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Die Phase-Change Beschichtung benetzt ¥
beim Weichwerden oberhalb der Phase-Change Temperatur und unter geringem Druck die unvermeid- |

baren Oberflachenrauhigkeiten sowie Unebenheiten und treiben die Lufteinschlisse aus den Mikro- cl
strukturen der Oberflache aus. Dadurch dass die Materialien einen positiven Temperaturkoeffizienten - l ' B
aufweisen, wird die Benetzung der Kontaktflachen verbessert. Auf Grund der speziellen Zusammenset-

zung und thixotropischen Eigenschaften kommt es weder zu Austrocknung, Migration noch Auslaufen. & ~
Die Verstarkung sorgt fir hochste mechanische Stabilitat und eine einfache Handhabung. e
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Maximaler thermischer Kontakt Matte 445 x 500 mm Thermische Anbindung von z.B.
Silikonfrei Rolle 445 mm x 152 m MOSFETs und IGBTs
Keine Migration, Auspumpen und Auslaufen Nicht haftend Dioden und Gleichrichtern
durch thixotropische Eigenschaft (TPC-TXXX-AL-CB) Bauelementen
Prozesssicher gleichmafige Dicke Als lose Formstanzteile Prozessoren
Ideale Alternative und Ersatz fiir Warmeleitpaste z.B. in Motorsteuerungen / Trakti-

onsantrieben / Automationstechnik
/ Mikroelektronik

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-T076-AL-CB TPC-T102-AL-CB

MATERIAL Aluminium mit beidseitiger Aluminium mit beidseitiger
Grafit gefiillter Phase Change Grafit gefiillter Phase Change
Beschichtung Beschichtung

RoHS Konformitat
THERMISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Phase-Change Beschichtungen je Seite: 12,5 um /25,5 um
Gesamtdicken: 76 um / 102 pm

Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI
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PHASE CHANGE COMPOUND TPC-W-PC-M/-E

druckbar

TPC-W-PC ist ein thixotropischer Phase Change Compound zur thermischen Anbindung von elektroni-

schen Bauelementen an Kihlflachen. Der Compound benetzt beim Weichwerden oberhalb der Phase

Change Temperatur und unter sehr geringem Druck die Oberflachenrauhigkeiten sowie Unebenheiten |
und treibt die Lufteinschliisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache aus. Die diinne Kontaktschicht-

dicke und die hohe Leitfahigkeit minimieren den thermischen Widerstand. Er kann mit Schablonen- = l |
druck vorappliziert werden und ist nach Trocknung beriihrungstrocken und einbaubereit.

TPC-W-PC-M und TPC-W-PC-E sind druckbare, alternativ lange und sehr lang trocknende Compounds. AN
TPC-W-PC-E trocknet nur mit Zusatzwarme.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Maximaler thermischer Kon- ' Genau automatisierte Aufbrin- TPC-W-PC-M und Thermische Anbindung von
takt durch diinne Kontakt- gung durch Schablonendruck TPC-W-PC-E: z.B.
schichtdicke flir die Massenproduktion Druckbare Typen MOSFETs und IGBTs
Silikonfrei TPC-W-PC-M mittlere -M und Memorybausteinen
Warmeleitfahigkeit: 3,5 W/mK  mittlere Trockenzeit: @ RT lange Trockenzeit -E IGBT Leistungsmodulen
Thixotropisch oder Zusatzwarme -E trocknet nur mit Prozessoren
Ideale Alternative und Ersatz  TPC-W-PC-E Zusatzwarme z.B. in Motorsteuerungen /
fir Warmeleitpaste lange Trockenzeit: 360 mlL SEMCO Kartu- Computern / Automations-

Nur @ Zusatzwdrme schen (transparent) technik / Mikroelektronik

30 ml Kartuschen

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-W-PC-M TPC-W-PC-E

MATERIAL Trocknender Phase-Change Compound Trocknender Phase-Change Compound

‘Dichte  getrocknet g/cm’ "~ 18@RT 18@RT

................ ungetrocknet o glem A RT e B R e
Viskositat getrocknet @10 rpm Pas 60 @ 60°C /42 @80°C/25@ 100°C / 18@ 120°C 60 @ 60°C / 42@80°C /25 @ 100°C /18 @ 120°C
................ ungetrocknet@ 10mpmy | [ Bas) 8 R e o Rt
Trocknung @ Temperatur @ Dicke  Zeit @ 22°C: @ 60°C: @ 125°C: @ 60°C: @ 125°C:

241 (0,05 mm) 24 min (0,05 mm) 4 min (0,05 mm) 3,5h (0,05 mm) 8 min (0,05 mm)
48 h (0,175 mm) 50 min (0,175 mm) 5min (0,15 mm) 8h (0,75 mm] 15 min (0,15 mm)
56 h (0,25 mm) 60 min (0,25mm) 9 min (0,25 mm) 13 h (0,25mm) 20 min (0,25 mm)

Lagerzeit (@ RT) Monate 9 9
RoHS Konformitat 2015/863/EU  Ja Ja
THERMISCH

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Rth vs. N/cm? (PSI) 3]
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PHASE CHANGE COMPOUND TPC-X-PC-NC-HT-M/-E

druckbar, dielektrisch

TPC-X-PC-NC-HT-M/-E ist ein thixotropischer dielektrischer Phase Change Compound zur thermischen
Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen. Der Compound benetzt beim Weichwer-
den oberhalb der Phase Change Temperatur und unter sehr geringem Druck die Oberflachenrauhigkei- |

ten sowie Unebenheiten und treibt die Lufteinschliisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache aus. Die

diinne Kontaktschichtdicke und die hohe Leitfahigkeit minimieren den thermischen Widerstand. Er kann ~ +
mit Schablonendruck vorappliziert werden und ist nach Trocknung berihrungstrocken und einbaubereit.

Thixotropisch
Ideale Alternative und Ersatz
fur Warmeleitpaste

TPC-X-PC-NC-HT-E
lange Trockenzeit:
Nur @ Zusatzwarme

Zusatzwarme
360 ml SEMCO Kartu-
schen (transparent)

Der Compound ist fiir Applikationen mit erhdhten Temperaturanforderungen entwickelt worden. N ~
TPC-X-PC-NC-HT-M und TPC-X-PC-NC-HT-E sind druckbare, alternativ lange und sehr lang trocknende =
Compounds. TPC-X-PC-NC-HT-E trocknet nur mit Zusatzwarme.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Maximaler thermischer Kon- Genau automatisierte Aufbrin- TPC-X-PC-NC-HT-M und Thermische Anbindung
takt durch diinne Kontakt- gung durch Schablonendruck TPC-X-PC-NC-HT-E: von z.B.
schichtdicke flr die Massenproduktion Druckbare Typen MOSFETs und IGBTs
Silikonfrei TPC-X-PC-NC-HT-M mittlere -M und lange Memorybausteinen
Warmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK  mittlere Trockenzeit: @ RT Trockenzeit -E IGBT Leistungsmodulen
Dielektrisch oder Zusatzwarme -E trocknet nur mit Prozessoren

z.B. in Motorsteuerungen /
Computern / Automations-
technik / Mikroelektronik

30 ml Kartuschen

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-X-PC-NC-HT-M TPC-X-PC-NC-HT-E
MATERIAL Trocknender Phase-Change Compound Trocknender Phase-Change Compound
[ R B RS
P e L e
D|chtegetrocknet ..................... g /cm: ............. 11ra LT 110 e
ungetrocknet g/cm’ 1,0@RT 1,05@RT
Viskositat getrocknet @10rpm  Pas 650@ 60°C /38/@80°C / 25@ 100°C / 18[@ 120°C 65 @ 60°C /38 @ 80°C/25 @100°C/18 @ 120°C
ungetrocknet @10rpm  Pas 70 85
Trocknung(aTemperatur(a frwe Eamy ¥ Bl Sl el P e
24h (0,05 mm) 24min (0,05mm) 4 min (0,05mm) 4h (0,05 mm) 10 min (0,05 mm)
48h (0,75 mm) 53min (0,75mm) 6 min (0,175mm) 12 h (0,15 mm) 15 min (0,15 mm)
56h (0,25mm) 56 min (0,25mm) 10 min (0,25mm) 20 h (0,25mm) 20 min (0,25 mm)
Lagerze|t[[a RT] ........................... P —— I G .
e e ; U15/863/EU [ e
THERMISCH
[ - C—|nch’/W ...... 002 .................................................................. 002 ...........................................................
e e - C—|nch’/W ...... 003 .................................................................. 003 ...........................................................
e e - C—|nch’/W ...... 004 .................................................................. 0 e
Therm|scheLe|tfah|gke|t W/mK ............ 5 0 .................................................................... 30 ............................................................
PhaseChangeTemperatur ............. FER— I T B
P mpe e R | S B
o gertemperat . | R [ S e

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Rth vs. N/cm? (PSI) psl
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0 20 40 60 80 100

N/cm?



Rth [°C-inch?/W]

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

PHASE CHANGE COMPOUND TPC-Z-PC-HT-M/-E

druckbar

Thixotropischer Phase Change Compound zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelemen-

ten an Kihlflachen. Der Compound benetzt beim Weichwerden oberhalb der Phase Change Temperatur

und unter sehr geringem Druck die Oberflachenrauhigkeiten sowie Unebenheiten und treibt die Luft-

einschliisse aus den Mikrostrukturen der Oberflache aus. Die diinne Kontaktschichtdicke und die hohe

Leitfahigkeit minimieren den thermischen Widerstand. Er kann mit Schablonendruck vorappliziert = l |
werden und ist nach Trocknung beriihrungstrocken und einbaubereit. Der Compound ist fiir Applikatio-

nen mit erhohten Temperaturanforderungen entwickelt worden.
TPC-Z-PC-HT-M und TPC-Z-PC-HT-E sind druckbare, alternativ lange und sehr lang trocknende Com-
pounds. TPC-Z-PC-HT-E trocknet nur mit Zusatzwarme.

EIGENSCHAFTEN

Maximaler thermischer Kon-

takt durch diinne Kontakt-
schichtdicke
Silikonfrei

Waérmeleitfahigkeit: 3,0 W/mK

Thixotropisch

Ideale Alternative und Ersatz

fur Warmeleitpaste

Genau automatisierte Aufbrin-
gung durch Schablonendruck

fur die Massenproduktion
TPC-Z-PC-HT-M

mittlere Trockenzeit: @ RT
oder Zusatzwarme
TPC-Z-PC-HT-E

lange Trockenzeit:

Nur @ Zusatzwarme

LIEFERFORMEN

TPC-Z-PC-HT-M und
TPC-Z-PC-HT-E:
Druckbare Typen
mittlere -M und lange
Trockenzeit -E

-E trocknet nur mit
Zusatzwarme

360 ml SEMCO Kartu-
schen (transparent)
30 ml Kartuschen

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von
z.B.
MOSFETs und IGBTs
Memorybausteinen
IGBT Leistungsmodulen
Prozessoren
z.B. in Motorsteuerungen /
Computern / Automations-
technik / Mikroelektronik

EIGENSCHAFT EINHEIT TPC-Z-PC-HT-M TPC-Z-PC-HT-E
MATERIAL Trocknender Phase-Change Compound Trocknender Phase-Change Compound
e G o T —
o - T e
Ui gethknet ..................... g /cm’ ............. 23 P 23 e
ungetrocknet g/cm’ 20@RT 2,1@RT
Viskositat getrocknet @ 10 rpm  Pas . 45@60°C /30 @80°C/21@100°C/15@120°C 45 @ 60°C,/30 @ 80°C /20 @100°C/15 @ 120°C
ungetrocknet @ 10 rpm  Pas 60 77,5
Trocknung(aTemperatur(a B i | e T e s e
24h (0,05 mm) 24min (0,05mm) 3 min (0,05 mm) 4h (0,05 mm]  8min (0,05 mm)
48h (0,75 mm) 50 min (0,75mm) 5min (0,175 mm) 12h (0,15 mm) 15 min (0,15 mm)
56h (0,25mm) 60min (0,25mm) 10 min (0,25 mm) 20h (0,25 mm) 20 min (0,25 mm)
Lagerze|t[[a RT] ........................... P | e e
o ; []15/863/EU | s
THERMISCH
e . C—|nch’/W ...... 0011 ................................................................. 0011 .........................................................
e . C—|nch’/W ...... 0017 ................................................................ 0017 .........................................................
e . C—|nch’/W ...... 0020 ................................................................ 0020 .........................................................
Therm|scheLe|tfah|gke|t W/mK ............ : 0 .................................................................... 30 ............................................................
PhaseChangeTemperatur ............. R | L o
[ mpe . | A | L S
o gertemperat e | R | S e

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

N/cm?

Rth vs. N/cm? (PSI) pel
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Rth [°C-inchz/W]

GRAFIT FOLIE TFO-S-CB

anisotrop warmeleitend

TFO-S-CBist eine Folie aus Uber 98% reinem Naturgrafit. Durch ihre flockenformige Struktur weist das

Material anisotrope Warmeleitfahigkeiten in der Folienebene (x-y Ebene) und Senkrechten (z-Richtung)

auf. Durch ihre Beschaffenheit passen sich die Folien den Kontaktflachen sehr gut an, wodurch der |
thermische Kontakt optimiert wird. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird dadurch mini- ’
miert. Durch die sehr geringe Dichte (15% von Kupfer, 50% von Aluminium) eignen sich die Materialien “ l ‘
sehr gut fiir den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gewicht. Die extrem hohe

Temperaturbestandigkeit ermdglicht den Einsatz in extrem heilen Umgebungen. B ~
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Sehr gute Oberflachenanpassung Matte 300 x 500 mm Thermische Anbindung von z.B.
Sehr geringes Gewicht Rolle 300 mm x 50 m CPUs
Silikonfrei Als lose Formstanzteile Leistungsmodule
Hohe Temperaturbestandigkeit Nicht klebend (TFO-SXXX-CB] Elektronische Bauelemente
EMV-Abschirmung durch hohe Einseitig klebend (TFO-SXXX-CB-A1) in Wechselrichter
elektrische Leitfahigkeit als z.B. in Stromversorgungen
Zusatzeffekt und Wechselrichtern / Computer

/ Laptop / Automotiveanwendungen

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-S130-CB TF0-5250-CB TF0-S510-CB
MATERIAL Naturgrafit 98% Naturgrafit 98% Naturgrafit 98%
[ I G G e
[ ——  § e e 0 Gyt U it 0 i
[ — | e S | G G e
T | ik Te— o o .
[T ¢ 2015/863/EU ........ S o i
THERMISCH
[ — °C—|nch2/W ............. [][]6 ................................ 010 ................................ 016 ...................................................
e °C-|nch*/W ............. 009 ................................ 016 ................................ 023 ...................................................
[ e § °C-|nch2/w ............. Gy G T
Therm|scheLe|tfah|gke|t W/mK ................... G G .
B T GO
Thermische Leitfahigkeit W/mK 140 140 140
| DACHIRIGHIIIED. - ceeeerooooeeriRRccoooscoecoeeesoos Bl oo oo eeececoeeeee e s e
Betriebstemperaturbereich °C - 250 bis + 400 - 250 bis + 400 - 250 bis + 400
ELEKTRISCH

Dielektrizitdtskonstante

Priifmethode in Anlehnung an: "ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,73 mm /0,25 mm /0,5 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)
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PYROLYTISCHE GRAFIT FOLIE TFO-Y-PG

anisotrop hoch warmeleitend

TFO-Y-PG ist eine Folie aus reinem pyrolytischem Grafit. Durch seine synthetische Struktur weist das
Material hohe anisotrope spreizende Warmeleitfahigkeiten in der Folienebene (x-y Ebene) und Senk-
rechten (z-Richtung) auf. Durch ihre Beschaffenheit passen sich die Folien den Kontaktflachen sehr gut
an, wodurch der thermische Kontakt optimiert wird. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird
dadurch minimiert. Durch die sehr geringe Dichte eignen sich die Materialien sehr gut fir den Einsatz
in Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gewicht. Die extrem hohe Temperaturbestandigkeit
ermaglicht den Einsatz in extrem heilen Umgebungen. Durch ihre Flexibilitat ist die Folie biegsam.

Sie kann bei Geometrien mit Wolbungen oder Kanten ohne Anderung der thermischen Leitfahigkeit
verwendet werden. Sie laf3t sich in Sonderausfiihrungen dielektrisch oder mit Elastomeren ausfihren.

"

4 |'|'I.;

./*\

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN SONDERAUSFUHRUNGEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Sehr gute Oberflachenan- Matte 115 x 180 mm Mit PEEK Laminat Thermische Anbindung von z.B.
passung und Biegsamkeit Matte 180 x 230 mm (TFO-YXXX-PG-PKXXX) CPUs
Sehr geringes Gewicht (0,07 - 0,7 mm Dicke) Mit Polyimid Laminat Peltierelementen
Silikonfrei Nicht klebend (TFO-YXXX-PG-PIXXX) Laserdioden
Hohe Temperaturbestandigkeit (TFO-YXXX-PG) Mit PET Laminat z.B.in Hochleistungsrechnern
EMV-Abschirmung durch hohe Einseitig klebend (TFO-YXXX-PG-PEXXX) / Analysegeraten / Photonik /
elektrische Leitfahigkeit als (TFO-YXXX-PG-A1) Als Laminat auf ultrasoftem
Zusatzeffekt Als lose Formstanz- Silikon Gap Filler
UL Vvo teile (TFO-YXXX-PG-GFXXX)

EIGENSCHAFT EINHEIT TFO-Y025-PG TFO-Y070-PG TF0-Y100-PG

MATERIAL Pyrolytisches Grafit Pyrolytisches Grafit Pyrolytisches Grafit

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja Ja Ja

THERMISCH

Thermische Leitfahigkeit W/mK 18 20 25
e e O
Thermische Leitfahigkeit W/mK 1.600 1.000 700
| ACTIRIEHTIIE. . ceeeeooooeceriRRecoooccoceceeeesosRloececeeeceeeeoeeeeeeeeeeeeoeeees e e
Betriebstemperaturbereich °C - 250 bis + 400 - 250 bis + 400 - 250 bis + 400

ELEKTRISCH

Priifmethode in Anlehnung an: " ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,025 mm /0,04 mm /0,05 mm /0,07 mm /0,10 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)
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PYROLYTISCHE GRAFIT FOLIE TFO-2S-PG

weich, anisotrop hoch warmeleitend

TFO-ZS-PG ist eine Folie aus reinem weichem pyrolytischem Grafit. Durch seine synthetische Struktur
weist das Material eine hohe Warmeleitfahigkeit in der Folienebene (x-y Ebene) anisotrop zur War-

mespreizung und eine extrem hohe Leitfahigkeit in der Senkrechten (z-Richtung] auf. Durch seine
Flexibilitat paft sich die Folie unebenen Kontaktflachen z.B. IGBT Basisplatten sehr gut an, wodurch
der thermische Kontakt optimiert wird. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird dadurch
minimiert. Verglichen mit Kupfer oder Aluminium eignen sich die Materialien sehr gut fir den Einsatz
in Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gewicht. Die extrem hohe Temperaturbestandigkeit

ermoglicht den Einsatz in sehr heilen Umgebungen.

EIGENSCHAFTEN
Sehr gute Oberflachenanpassung
und Biegsamkeit
Sehr weich
Sehr geringes Gewicht
Silikonfrei
Hohe Temperaturbestandigkeit
EMV-Abschirmung durch hohe elektrische
Leitfahigkeit als Zusatzeffekt

LIEFERFORMEN
Matte 90 x 90 mm
Matte 90 x180 mm

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-ZS200-PG

Als lose Formstanzteile

y |‘|r

AN

-~

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.
IGBT Leistungsmodulen
Peltierelementen
Laserdioden
High Power LEDs
z.B. bei Kiihlplatten /Hochleis-
tungsrechnern / Analysegera-
ten / Photonik / Leuchtmitteln

MATERIAL Weiches pyrolytisches Grafit

RoHS Konformitat

THERMISCH

Thermische Leitfahigkeit W/mK 30

Y U
Thermische Leitfahigkeit W/mK 500

L U oSO
Betriebstemperaturbereich °C - 250 bis + 400
ELEKTRISCH

[ —— gke|t ............. : / P 1 : 0000 .....................................................................................................................

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50% rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,20 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)
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PSA KLEBEBAND TAT-J-PE

Akrylatkleber mit Polyester Isolationsfilm

TAT-J-PE ist ein thermisch leitfahiges PSA-Klebeband mit einer elektrisch isolierenden Polyester ¥ \
Filmverstarkung. Durch den beidseitigen Akrylatkleber wird der thermische Kontaktwiderstand bei ;
niedrigem Druck auf ein Minimum reduziert. Unebenheiten der Kontaktflachen und Toleranzen lassen ‘t
sich dadurch sehr gut ausgleichen. Materialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef- =
fizienten kénnen damit sicher verbunden und thermisch gut angebunden werden. Der thermische Ge- ’
samtiibergangswiderstand wird minimiert. Das Material eignet sich zur einfachen, wirkungsvollen und l
kostengtinstigen thermischen Anbindung in einem breiten Anwendungsbereich vor allem dort wo nur
geringer Platz zur Verfligung steht und es auf geringes Gewicht ankommt. Mechanische Befestigungen L
durch Schrauben, Klammern oder Nieten werden verzichtbar. - N
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Niedriger thermischer Widerstand Matte Thermische Anbindung von z.B.
Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit Rolle 10~1.000 mm x 20 m LEDs
Zuverldssige Klebkraft auf unebenen oder Beidseitig klebend MOSFETs und IGBTs
schwierig zu behandelnden Oberfldchen (TAT-J200-PE) Dioden
Silikonfrei Als Formstanzteile Gleichrichter
Kein Mischen von Komponenten und Ausharte- Kiss cut auf Bogen z.B. in Wechselrichtern und Strom-
prozesse wie bei flissigen Klebstoffen versorgungen / USV Einrichtungen
Hohe mechanische Stabilitat und leichte / Motorsteuerungen / Automoti-
Handhabung durch Polyesterfilm veanwendungen / Solartechnik /
Mechanische Befestigungen durch Schrauben, LED Feldern

Klammern oder Nieten werden verzichtbar

EIGENSCHAFT EINHEIT TAT-J200-PE

MATERIAL Thermisch leitfahiges Akrylat
Klebeband mit Polyester
Filmverstarkung

Abschélfestigkeit (@ Rostfreier N/cm 5,6
Stahl, @ RT)
Abschalfest|gke|t[@AL6063 ....... N/cm .................... 61 ................................................................................................................................
@ RT)
[ I K a— e
RoHSKonform|tat ...................... 2015/863/EU ........ J ; ................................................................................................................................
THERMISCH
Therm|scheLe|tfah|gke| t ............. W /mK ................... 070 ..............................................................................................................................
W|derstand1[a50kPa ................. °C-|nch1/W ............. 073 ..............................................................................................................................
W|derstand1[a 500kPa ............... °C-|nchz/W ............. 050 ..............................................................................................................................
Betr|ebstemperaturbe re|ch ......... °C ........................ : 40 b|s X 1 25 ..................................................................................................................
ELEKTRISCH
Durchschlagsspannung ............... kVA C .................... 89 ...............................................................................................................................

Priifmethode in Anlehnung an: " ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.
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PSA KLEBEBAND TAT-M-SI

Silikonkleber, thermisch leitfahig

TAT-M-Slist ein thermisch leitfahiges PSA-Transferklebeband. Durch den Silikonkleber wird der ther- «
mische Kontaktwiderstand bei niedrigem Druck auf ein Minimum reduziert. Unebenheiten der Kontakt-
flachen und Toleranzen lassen sich dadurch sehr gut ausgleichen. Materialien mit unterschiedlichen | o
thermischen Ausdehnungskoeffizienten kénnen damit sicher verbunden und thermisch gut angebun- ’
den werden. Der thermische Gesamtiibergangswiderstand wird minimiert. Das Material eignet sich - | | ]
zur einfachen, wirkungsvollen und kostengiinstigen thermischen Anbindung in einem breiten Anwen-
dungsbereich vor allem dort wo nur geringer Platz zur Verfligung steht und es auf geringes Gewicht & \
ankommt. Mechanische Befestigungen durch Schrauben, Klammern oder Nieten werden verzichtbar. P
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Niedriger thermischer Widerstand Matte 300 mm x 400 mm Thermische Anbindung von z.B.
Warmeleitfahigkeit: 1,0 W/ mK Rolle 300 mm x 50 m MOSFETs und IGBTs
Hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit Beidseitig klebend Dioden
Zuverldssige Klebkraft auf unebenen oder Als Formstanzteile LEDs
schwierig zu behandelnden Oberflachen z.B. in Wechselrichtern und Strom-
Kein Mischen von Komponenten und Ausharte- versorgungen / LED Leuchtkérper /
prozesse wie bei flissigen Klebstoffen Motorsteuerungen / Automotivean-
Mechanische Befestigungen durch Schrauben, wendungen / Solartechnik

Klammern oder Nieten werden verzichtbar

EIGENSCHAFT EINHEIT TAT-M100-SI TAT-M200-SI
MATERIAL Keramik gefiillter Silikon Keramik gefillter Silikon
........................................................................... PSAKleber | PSAKIEDST s
Farbe WeiB3 Weif3
Dicke mm 0,10 =001 0,20 =001
Abschalfestigkeit (@ 23°C) N/cm 6,0/7,6 6,4/7,6
JBAWMINUM JRBLASS | e ettt ettt er e n e =
Scherfestigkeit N/cm? > 200 > 200 [=]
1125 °C nach 10.000 h) Z
o
AT et O S w
Entflammbarkeit UL94 QU 4 E
—
THERMISCH X
............................................................................................................................................................................................................. <
Thermische Leitfahigkeit W/mK 1,0 1,0 2
Widerstand' °C-inch/W 0,28 0,49
ELEKTRISCH
Durchschlagsspannungz ............. P c— 20 ................................. 5 S

(@ Anfangsdicke, 25°C)

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 5470, * ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,10 mm /0,20 mm
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Rth [°C-inch?/W]
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SILIKONFREIE WARMELEITPASTE TGR-J-NS

hoch termisch Lleitfahig

>
TGR-J-NS ist eine thermisch leitfahige Paste auf der Basis einer silikonfreien Matrix aus Esterdl. Mit
ihr lassen sich sehr gute und hochzuverlassige thermische Anbindungen elektronischer Bauelemente
erreichen. Durch die Formulierung und Fiillung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe ' 4
thermische Leitfahigkeit. Durch ihren Einsatz werden der thermische Kontakt- und Gesamtiibergangs- "
widerstand minimiert. - |
P
-
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Warmeleitfahigkeit: 2,0 W/mK Kartusche Thermische Anbindung von z.B.
Silikonfrei Behalter 1 kg LED Boards
Dispensierbar Auf Anfrage Leistungsmodulen
Fast drucklose Aufbringung RDRAM Speicherbausteine
Dielektrisch durchschlagsfest Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +150°C z.B. in Automotiveanwendungen /
Leistungselektronik / Lichttechnik /
Industriecomputer
EIGENSCHAFT EINHEIT TGR-J-NS
MATERIAL Keramik gefiillte Warmeleitpaste

Viskositat 170
B o B
RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja
THERMISCH
Therm|scheLe|tfah|gke|t [ ) R R TR TR IR
e bstemperaturbe e 1 B T e
Lagertemperatur ....................... B T e
[ i | T
ungedffnet)
ELEKTRISCH
Durchschlagsfest|gke|t ............... Wl ) R

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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SILIKONFREIE WARMELEITPASTE TGR-M-NS

hoch termisch Lleitfahig

TGR-M-NS ist eine thermisch sehr leitfahige Paste auf der Basis einer silikonfreien Matrix aus Esterdl. o
Mit ihr lassen sich sehr gute und hochzuverlassige thermische Anbindungen elektronischer Bauele- g
mente erreichen. Durch die Formulierung und Fillung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine | '
hohe thermische Leitfahigkeit. Durch ihren Einsatz werden der thermische Kontakt- und Gesamtiber- ‘
gangswiderstand minimiert. & l
AN

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Warmeleitfahigkeit: 2,4 W/mK Kartusche Thermische Anbindung von z.B.

Silikonfrei Behalter 1 kg LED Boards

Dispensierbar Auf Anfrage Leistungsmodulen

Fast drucklose Aufbringung RDRAM Speicherbausteine

Dielektrisch durchschlagsfest
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +150°C

Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
z.B. in Automotiveanwendungen /
Leistungselektronik / Lichttechnik /
Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT TGR-M-NS

MATERIAL Keramik gefiillte Warmeleitpaste

Viskositat 110
B O B
RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja
THERMISCH
Therm|scheLe|tfah|gke|t [ ) R RO CR S
Betrlebstemperaturberelch ......... B T
Lagertemperatur ....................... B B
[ i | e
ungedéffnet)
ELEKTRISCH
Durchschlagsf o gke|t ............... Wl ) D

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

d(mm)

e

93

z
Ll
—
2
[a
=
57]
—
31]
=
o
<<
=




.
@ y —a- —
g
o—
P~
. - -
& -
®
) -4 2
1
= -




El KLEBER




96

SILIKONKLEBER TAD-G-SI-1C

thermisch leitfédhig 1K / additionsvernetzend

TAD-G-SI-1C ist ein additionsvernetzender, nicht korrosiver thermisch leitfahiger, flissiger 1 Komp. f,‘\
Silikonkleber. Er vulkanisiert bei erhchter Temperatur tiber 100°C zu einer stabilen und elastischen 1
Verbindung bei den meisten Oberflachen aus, ohne dass ein Primer erforderlich ist. Er zeichnet sich h
durch eine gute Warmeleitfahigkeit aus. Er kann bis 260°C Dauerbetriebstemperatur eingesetzt wer- 7o)
den und oxidiert ausgehartet nicht Kupfer oder dessen Legierungen. Der Kleber ist bestandig gegen- @ﬁ
Uber Wasser, Sauren und Laugen sowie den meisten organischen Lésungsmitteln und ist besonders l
geeignet bei Applikationen in denen hohe Klebkraft und Prazision, schnelle Aushartung und eine hohe
Warmeleitfahigkeit erforderlich sind. \

&Y

-~

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Warmeleitfahigkeit: 1,38 W/mK 1 kg Dose LED Systeme
Hohe Dauerklebkraft 310 ml Kartusche Processorkihlung
Additionsvernetzend bei Warme Andere Behilter auf Anfrage Speicherbausteinkiihlung
Nicht korrosiv Optional mit Glaskugeln CPU Boards
Hoher Betriebstemperaturbereich bis 260°C
Extrem alterungs-/chemisch bestandig

EIGENSCHAFT EINHEIT TAD-G-SI-1C

MATERIAL Silikon

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 6
| UL G IO el e sk AR A R AR A8
Entflammbarkeit UL 94 HB (1,5 mm)
RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja
THERMISCH
I Le|tfah|gke| e . /mK ................... 138 ...........................................................................................................................
Ausdehnungskoeffizient x 10°¢/K 562
L B Rt
Ausdehnungskoeffizient Linear  x 10°¢/K 187
Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 260
ELEKTRISCH
T gsf o gke T kV/mm .................. 11—
Durchgangswiderstand Ohm - cm 7,7 x 10"
Oberflachenwiderstand Ohm - cm 1,3x 10"

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.



SILIKONKLEBER TAD-0-SI-1C

thermisch leitféhig 1K / additionsvernetzend

TAD-0-SI-1C ist ein additionsvernetzender, nicht korrosiver thermisch leitfahiger 1 Komp. Silikon- /\
kleber. Er vulkanisiert bei erhohter Temperatur zu einer stabilen und elastischen Verbindung bei den
meisten Oberflachen aus, ohne dass ein Primer erforderlich ist. Er zeichnet sich durch eine hohe k
Warmeleitfahigkeit und Thixotropie aus, wodurch es zu keinem Setzen und VerflieBen kommt. Er kann i
bis 210°C Dauerbetriebstemperatur eingesetzt werden und oxidiert ausgehartet nicht Kupfer oder des- i 0
sen Legierungen. Der Kleber ist bestandig gegeniiber Wasser, Sauren und Laugen sowie den meisten | o
organischen Losungsmitteln und ist besonders geeignet bei Applikationen in denen hohe Klebkraft und :
Prazision, schnelle Aushartung und eine hohe Warmeleitfahigkeit erforderlich sind.
.S

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE

Warmeleitfahigkeit: 2,17 W/mK 1 kg Dose LED Systeme

Hohe Dauerklebkraft 310 ml Kartusche Processorkiihlung

Additionsvernetzend bei Warme Andere Behilter auf Anfrage Speicherbausteinkiihlung

Nicht korrosiv Optional mit Glaskugeln CPU Boards

Kein VerflieBen im Prozess durch Thixotropie
Hoher Betriebstemperaturbereich bis 210°C
Extrem alterungs-/chemisch bestandig

EIGENSCHAFT EINHEIT TAD-0-SI-1C

MATERIAL Silikon

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 2/12

ungedffnet @10 280 0 /@ < 10 0O e e e e
Entflammbarkeit UL 94 HB (1,5 mm, V0 6,0 mm)

e 2015/ 863/EU ........ L
THERMISCH

T —— |gke|t ......................... W /mK ................... 2 i

Ausdehnungskoeffment .......................... B | L
Volumetrisch

AusdehnungskoefflzlentLlnear ................ . 105/K ................. L

[ — mperaturberelch ..................... S | e
ELEKTRISCH

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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SILIKONKLEBER TAD-P-SI-1C

thermisch leitfahig 1K / RTV kondensationsvernetzend

TAD-P-SI-1C ist ein kondensationsvernetzender, nicht korrosiver thermisch leitfahiger 1 Komp. Silikon- ’/\
kleber. Er vulkanisiert bei Raumtemperatur (RTV) zu einer stabilen und elastischen Verbindung bei den
meisten Oberflachen aus, ohne dass ein Primer erforderlich ist. Aufgrund des acetatischen Aushartens ‘
bei Raumfeuchte ist er losungsmittelfrei. Er zeichnet sich durch eine hohe Warmeleitfahigkeit und .
Thixotropie aus, wodurch es zu keinem Setzen und VerflieBen kommt. Er kann bis 220°C Dauerbetrieb- g
stemperatur eingesetzt werden und oxidiert ausgehartet nicht Kupfer oder dessen Legierungen. Der l
Kleber ist bestandig gegenliber Wasser, Sauren und Laugen sowie den meisten organischen Lésungs-
mitteln und ist besonders geeignet bei Applikationen in denen hohe Klebkraft und Prazision, schnelle \
Aushartung und eine hohe Warmeleitfahigkeit erforderlich sind. - -
EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Warmeleitfahigkeit: 2,3 W/mK 310 ml Kartusche LED Systeme
Hohe Dauerklebkraft Andere Behilter Processorkihlung
Hartet bei Raumtemperatur (RTV kondensationsvernetzend) auf Anfrage Speicherbausteinkiihlung
Sehr schnell beriihrungstrocken Optional mit Glas- CPU Boards
Geringe lineare Schrumpfung kugeln

Nicht korrosiv

Kein VerflieBen im Prozess durch Thixotropie
Hoher Betriebstemperaturbereich bis 220°C
Extrem alterungs-/chemisch bestandig

EIGENSCHAFT EINHEIT TAD-P-SI-1C

MATERIAL Silikon

Haltbarkeit (ab Herstelldatum, Monate 12
ungedffnet)

RoHS Konformitat 2015/863/EU Ja
THERMISCH

Ausdehnungskoeffizient x 10°¢/K 493

Volumetrisch

AusdehnungskoefﬁzmntL|near ................ . 1[]5/K ................. e
Betnebstemperaturbereu:h ..................... SR | e
ELEKTRISCH

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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SILIKON VERGUSSMASSE TCR-D-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig

TCR-D-SI-2C ist eine mit warmeleitenden Fillstoffen formulierte, temperaturbestandige, additions- -
vernetzende 2 Komponenten Vergussmasse auf Silikon-Basis. Nach der Aushartung ist das System
zahelastisch. Die Vergussmasse zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigen-
schaften aus. Das Material eignet sich zum Verguss von elektrischen und elektronischen Bauteilen,
wie Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Sensoren, LEDs und kann als Mehrzweckverguss-
masse sowohl unter Normalbedingungen als auch im Vakuum vergossen werden. Durch das Flief3-
verhalten ist es auch fiir den Verguss schwer zuganglicher Bauteilgeometrien geeignet.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Silikon Behalter 2 kg /20 kg AB Kit Thermische Anbindung von z.B.
Zweikomponentig additionsvernetzend Induktivitaten
Warmeleitfahigkeit: 0,68 W/mK Kapazitaten
Zahelastisch nach Aushartung Heat Pipes
Minimale Spannungen auf Bauelemente BGA
Dispensier- oder vergief3bar z.B. in Automotiveanwendungen /
Hohe Wasser- und Feuchtebestandigkeit Telekommunikation / Steuereinhei-
Vibrationsdampfend ten / Industriecomputer

EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE

MATERIAL Silikon Harter

Zugfestigkeit (7 Minuten 1,72
| AT 5] 10 IO 1) e oo
Bruchdehnung (7 Minuten % 240 240

Aushartung @ 150 °C )

oot ung e e
(7 Minuten Aushartung @ 150 °C )

Volumetrisch 1x10¢/K 650 650

Linear 1x10¢/K 217 217
Topfze|t[623°065%rel S & e | S o
! /_\u Sha rt eze |t [a 25 oc / .1. ggoc ............................................. 24 Stu nden / 7M| nUten ............ 24 Stun den / 7 Mm Uten ............................................
o [a L atum ................ e | FRCEHCREREE O o
e I OO0 O OO OO OO
Entflammbarkeit UL 94 VO VO
e | S & e o
TECHNISCH
Therm|scheLe|tfah|gke|t ........................ ———— P RGCHECERERERE A
Betrlebstemperaturbe . . B ECHERCHERE e
o gsf o ngIt .......................... R & PO e
! Durchga ngsmderstand .......................... E e . 02x DO CREERE A e
e | . : []8 ...................................... 3 .
e o i 0009 .................................... 0 e

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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SILIKON VERGUSSMASSE TCR-H-SI-2C

dispensierbar / 2 komponentig / niedrige Viskositat

TCR-H-SI-2C ist eine mit warmeleitenden Fiillstoffen formulierte, temperaturbestandige, additions-
vernetzende 2 Komponenten Vergussmasse auf Silikon-Basis. Die Vergussmasse zeichnet sich durch
sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften aus. Das Material eignet sich zum Verguss von
elektrischen und elektronischen Bauteilen, wie Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Sensoren,
LEDs und kann als Mehrzweckvergussmasse sowohl unter Normalbedingungen als auch im Vakuum
vergossen werden. Durch das FlieBverhalten ist es auch fir den Verguss schwer zuganglicher Bauteil-
geometrien geeignet.

EIGENSCHAFTEN LIEFERFORMEN ANWENDUNGSBEISPIELE
Silikon Behalter 2 kg /20 kg AB Kit Thermische Anbindung von z.B.
Niedrige Viskositat Induktivitaten
Zweikomponentig additionsvernetzend Kapazitaten
Warmeleitfahigkeit: 1,2 W/mK Heat Pipes
Minimale Spannungen auf Bauelemente BGA
Dispensier- oder vergief3bar z.B. in Automotiveanwendungen /
Warme beschleunigte Aushartung Telekommunikation / Steuereinhei-
Hohe Wasser- und Feuchtebestandigkeit ten / Industriecomputer
Vibrationsdampfend

EIGENSCHAFT EINHEIT A-KOMPONENTE B-KOMPONENTE

MATERIAL Silikon Silikon

Warmeausdehnungskoeffizient
(7 Tage @ ~23°C und 50 % rel. F.)

Volumetrisch 1x10¢/K 402 402

Linear 1x10¢/K 134 134
L|neareSchrumpfung[7Tage[a~23°Cund5U%relF] E § S e
Topfze|t .................................................................... . S e
e A | TR TV T
TRy ungeof P § e e )
e | I R | i e
o e ST & G e
TECHNISCH

P — |gke|t ............................................. b e il
e mperaturberelch ......................................... B | g T
o hlagsf o |g T 1 e e e
Durchgangsmderstand ............................................... R | g T
B e Sy e

Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
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HALBLEITERKLAMMER T0-220-1

Die Einfach-Schraubklammer HALA Clip TO 220-1 dient der federnden Befestigung und dem zu- '/ l
verlassigen Andruck von Halbleitern in TO 220 Gehausen oder mit vergleichbaren Abmessungen an 4 \
Kihlflachen. Die Fixierung der Klammer geschieht mittels einer M4-Schraube. Durch die spezielle ] '

Formgebung wird ein optimales Biegeverhalten in einem groBen Arbeitsbereich erreicht und Uberbe-

anspruchungen des Werkstoffes innerhalb der zuldssigen Streckung vermieden. Die fiir die passende Q
Druckaufbringung erforderlichen Krafte werden auch bei maximalen TO 220 Bauteiltoleranzen erzeugt. Q {
Durch die besondere Geometrie wirken die Federkrafte konzentriert auf die Halbleiterboden, so dass Q it

die Kontaktflache maximiert und der thermische Widerstand minimiert werden. Durch spezielle Ober- i | L

fachenbehandlung ist die Klammer gegen Korrosion geschiitzt.

EIGENSCHAFTEN
Befestigung mit M4-Schraube
Durch FE-Simulation optimiertes Biegeverhalten
Montagefreundliche Form
Ausreichender Druck auch bei minimaler
Bauteilhohe (ca. 3,5 mm bei TO 220)
Korrosionsgeschiitzt durch Delta Seal-
Oberflachenbehandlung
Chipidentifikation durch Ausschnitt

Kraft-Weg-Diagramm

Min. Max. /
1] 1 2 3 4 5

mm

Max. + 0.6 mm

Min. -0.6mm

ARBEITSBEREICH ANWENDUNGSBEISPIELE
Kraftbereich: ca. 55...85 N Befestigung von Halbleitern mit TO
Druckbereich: 220 und vergleichbaren Gehausen
ca. 35...55 N/cm?® bei ver- auf Kihlflachen

schiedenen TO 220 Gehausen z.B.in Wechselrichtern und Strom-

(Flache TO 220 ca. 1,6 cm?) versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Solartechnik
/ Abmessungen

Abmessungen

i85
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HALBLEITERKLAMMER T0-247-1

Die Einfach-Schraubklammer HALA Clip TO 247-1 dient der federnden Befestigung und dem zu- '/ l
verlassigen Andruck von Halbleitern in TO 247 Geh&ausen oder mit vergleichbaren Abmessungen an p \
Kihlflachen. Die Fixierung der Klammer geschieht mittels einer M4-Schraube. Durch die spezielle '

Formgebung wird ein optimales Biegeverhalten in einem groBen Arbeitsbereich erreicht und Uberbe-

anspruchungen des Werkstoffes innerhalb der zuldssigen Streckung vermieden. Die fir die passende Q
Druckaufbringung erforderlichen Krafte werden auch bei maximalen TO 247 Bauteiltoleranzen erzeugt. Q {
Durch die besondere Geometrie wirken die Federkrafte konzentriert auf die Halbleiterboden, so dass Q it

die Kontaktflache maximiert und der thermische Widerstand minimiert werden. Durch spezielle Ober- i | L

fachenbehandlung ist die Klammer gegen Korrosion geschiitzt.

EIGENSCHAFTEN
Befestigung mit M4-Schraube
Durch FE-Simulation optimiertes Biegeverhalten
Montagefreundliche Form
Ausreichender Druck auch bei minimaler
Bauteilhohe (ca. 4,7 mm bei TO 247)
Korrosionsgeschiitzt durch Delta Seal-
Oberflachenbehandlung
Chipidentifikation durch Ausschnitt

Kraft-Weg-Diagramm

Min. Max.

/

Max. + 0.3mm

Min. -0.3mm

ARBEITSBEREICH

Kraftbereich:
ca.95..110N
Druckbereich:

ca. 28...35 N/cm? bei
verschiedenen TO 247
Gehausen (Flache TO
247 ca. 3,4 cm?)

Abmessungen

4.2

ANWENDUNGSBEISPIELE
Befestigung von Halbleitern mit TO 247 und
vergleichbaren Geh&dusen auf Kiihlflachen:
MOSFETs
IGBTs
Dioden
z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgun-
gen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen
/ Automotiveanwendungen
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HALA Contec GmbH & Co. KG / Siemensstrafle 5/ D-85521 Ottobrunn
Fon +49 89 665 477-83 / Fax +49 89 665 477-85 / contec @ hala-tec.de / www.hala-tec.de

shutterstock: S. 1,7, 9 und Materialien-Deckblatter, istockphoto: S. 12, zoodesign: S. 10,11, 14 und Materialienfotos

zoodesign - artgerechte gestaltung / D-73525 schwabisch gmiind / www.zoodesign.de

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der
Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation
sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Prifungen. Verwendung
und Verarbeitung der Produkte liegen auflerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des An-
wenders. Anderungen der Angaben bleiben vorbehalten.
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